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warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
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purpose.
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel
: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI*® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.

HoImli

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)

CPU Fan Connector (CPU_FAN1)

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
CPU/Water Pump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)
Addressable LED Header (A_RGB_LED1)

ATX Power Connector (ATXPWRI)

USB 3.1 Genl Header (USB3_5_6)

RGB LED Header (RGB_LED2)

SATA3 Connector (SATA3_2)

11 SATA3 Connector (SATA3_3)

12 SATA3 Connector (SATA3_5)

13 SATA3 Connector (SATA3_4)

14 Chassis Intrusion and Speaker Header (SPK_CI1)

15 System Panel Header (PANEL1)

16 SATA3 Connector (SATA3_0)

17 SATA3 Connector (SATA3_1)

18 USB 2.0 Header (USB5_6)

19 USB 2.0 Header (USB3_4)

20 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
21  Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)
22 TPM Header (TPMSI)

23  RGBLED Header (RGB_LEDI)

24 Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)

25 COM Port Header (COM1)

26 Front Panel Audio Header (HD_AUDIOL1)

27  Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
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1 USB 2.0 Ports (USB12)* 7 USB 3.1 Genl Ports (USB3_3_4)
2 D-Sub Port 8 USB 3.1 Genl Ports (USB3_1_2)
3 LAN RJ-45 Port** 9  USB 3.1 Genl Type-C Port (USB3_TC_1)
4 Line In (Light Blue)*™* 10 DVI-D Port
5  Front Speaker (Lime)*** 11  HDMI Port
6  Microphone (Pink)** 12 PS/2 Mouse/Keyboard Port

* Please note that the USBI consumes auxiliary power (+5VSB) while the other USB ports consume DUAL Power
(+5VDUAL). The USBI is optimal for connecting the USB Type speaker and headset.

**There are two LEDs on the LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

‘ SPEED LED

|

LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




***To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD front panel audio module and enable the multi-
channel audio feature through the audio driver.

Please set Speaker Configuration to “7.1 Speaker”in the Realtek HD Audio Manager.

oo

L r I

[/ Frontleft and right
'/ Surround speakers

32 REALTEK

e

Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port Function

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock B365M Pro4 motherboard, a reliable

motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.

It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

content of this documentation will be subject to change without notice. In case any

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to
this motherboard, please visit our website for specific information about the model
you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

ASRock B365M Pro4 Motherboard (Micro ATX Form Factor)
ASRock B365M Pro4 Quick Installation Guide

ASRock B365M Pro4 Support CD

2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

3 x Screws for M.2 Sockets (Optional)

1 x Standoff for M.2 Socket (Optional)

1 x I/O Panel Shield



1.2 Specifications

Platform e Micro ATX Form Factor
¢ Solid Capacitor design

CPU e Supports 9" and 8" Gen Intel® Core™ Processors (Socket
1151)
e Supports CPU up to 95W
¢ Digi Power design
* 8 Power Phase design

¢ Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology
Chipset ¢ Intel® B365

Memory ¢ Dual Channel DDR4 Memory Technology

e 4x DDR4 DIMM Slots

e Supports DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, un-buffered
memory

e Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-
ECC mode)

* Max. capacity of system memory: 64GB

e Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

¢ 15u Gold Contact in DIMM Slots

Expansion e 2x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1/PCIE3: single at x16
Slot (PCIE1); dual at x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))
* Supports NVMe SSD as boot disks
e 1x PCI Express 3.0 x1 Slot (Flexible PCle)
e Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™
e 1xM.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module

Graphics e Intel® UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

e Supports Intel® UHD Graphics Built-in Visuals : Intel®
Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full
HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology, Intel® Insider™, Intel® UHD Graphics

e DirectX 12
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Audio

LAN

Rear Panel
1/0

HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decode
only), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decode only)

Three graphics output options: D-Sub, DVI-D and HDMI
Supports Triple Monitor

Supports HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Port (Compliant
HDMI monitor is required)

Supports HDCP 2.2 with DVI-D and HDMI 1.4 Ports
Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 1.4 Port

7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892
Audio Codec)

* To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD

front panel audio module and enable the multi-channel audio

feature through the audio driver.

Premium Blu-ray Audio support
Supports Surge Protection
ELNA Audio Caps

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE

1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port

1 x D-Sub Port

1 x DVI-D Port

1 x HDMI Port

2x USB 2.0 Ports

1 x USB 3.1 Genl Type-C Port (Supports ESD Protection)
4 x USB 3.1 Genl Ports (Supports ESD Protection)



Storage

Connector

¢ 1xRJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)
e HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

* 6xSATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
17), NCQ, AHCI and Hot Plug*

*If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_0 will
be disabled.

e 1x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type
2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32
Gb/s)**

e 1x Ultra M.2 Socket (M2_2), supports M Key type
2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2
PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supports Intel* Optane'™ Technology
** Supports NVMe SSD as boot disks
** Supports ASRock U.2 Kit

¢ 1x COM Port Header
¢ 1x TPM Header
¢ 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header
¢ 2xRGB LED Headers
* Support in total up to 12V/3A, 36W LED Strip
¢ 1x Addressable LED Header
* Supports in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
¢ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
¢ 1x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
¢ 3 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP and
CHA_FAN3/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
e 1x 24 pin ATX Power Connector
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e 1x8pin 12V Power Connector

¢ 1x Front Panel Audio Connector

e 2x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)

e 1x USB 3.1 Genl Header (Supports 2 USB 3.1 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

BIOS e AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUT support
Feature e ACPI 6.0 Compliant wake up events

e SMBIOS 2.7 Support

e CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCSA, VCCST Voltage Multi-

adjustment
Hardware e Temperature Sensing: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Wa-
Monitor ter Pump Fans
e Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water
Pump Fans

e Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water Pump Fans

e Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Water Pump Fans

e CASE OPEN detection

¢ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM,
PCH 1.0V, VCCSA, VCCST

(o * Microsoft” Windows® 10 64-bit
Certifica- o RCC,CI
tions e ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including

A adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by
overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is a Micro ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-

tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.
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2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1151-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap
ﬁ is on the socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the
socket. Do not force to insert the CPU into the socket if above situation is found.
Otherwise, the CPU will be seriously damaged.
2. Unplug all power cables before installing the CPU.

11
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be
placed if you wish to return the motherboard for after service.

13



2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

14
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. Itis unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

Dual Channel Memory Configuration

Priority DDR4_A1 DDR4_A2 DDR4_B1 DDR4_B2
1 Populated Populated
2 | Populated Populated Populated Populated

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
A the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.

15
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 3 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:

PCIE1 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.
PCIE3 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics

cards.
PCle Slot Configurations
PCIE1 PCIE3
Single Graphics Card x16 N/A
Two Graphics Cards in
. oTM x16 x4
CrossFireX " Mode
For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
chassis fan connector (CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP or CHA_FAN3/WP) when

using multiple graphics cards.

17
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“Open”.

“ @

Short Open

Clear CMOS Jumper

(CLRMOS1) .
2-pin Jumper
(see p.1, No. 24)

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.

Q If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option
“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.
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2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
A these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 15)

switch, reset switch and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED-

HDLED+ assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

Q PWRBTN (Power Switch):
Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to

turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):
Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart
the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.

Chassis Intrusion and DiTwEMAjER Please connect the
Speaker Header DUMITY | chassis intrusion and the
+5V
(7-pin SPK_CI1) t chassis speaker to this
(see p.1, No. 14) [ e [e)[e) header.
|
SIGNAL |
GND
DUMMY

19
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Serial ATA3 Connectors
(SATA3_0:
see p.1, No.
(SATA3_1:
see p.1, No.
(SATA3_2:
see p.1, No.
(SATA3_3:
see p.1, No.
(SATA3_4:
see p.1, No.
(SATA3_5:
see p.1, No. 12)

16)

17)

10)

11)

13)

| m I
| E I
SATA3_1 SATA3 0

SATA3_4 SATA3_2

SATA3_5 SATA3_3

These six SATA3
connectors support SATA
data cables for internal
storage devices with up to
6.0 Gb/s data transfer rate.
If M2_2 is occupied by a
SATA-type M.2 device,
SATA3_0 will be disabled.

USB 2.0 Headers
(9-pin USB3_4)
(see p.1, No. 19)
(9-pin USB5_6)
(see p.1, No. 18)

USB_PWR
-

There is one header on
this motherboard. This
USB 2.0 header can

support two ports.

USB 3.1 Genl Header
(19-pin USB3_5_6)
(see p.1, No. 8)

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-

IntA_PA_D+ Dummy

There is one header on
this motherboard. This
USB 3.1 Genl header can

support two ports.

Front Panel Audio Header
(9-pin HD_AUDIO1)
(see p.1, No. 26)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

‘OULRET

[®)
Q10
[ Tour2 1
J_SENSE
ouTa_R
MIC2_R
Mmic2_L

[¢)
BRI

This header is for
connecting audio devices

to the front audio panel.




B365M Pro4

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis
Q must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our

manual and chassis manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by
the steps below:
A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.
E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.

Chassis/Water Pump Fan 4 GND This motherboard

Connectors ’ .:2::::;:;“ provides three 4-Pin water

(4-pin CHA_FAN1/WP) 4 FAN_SPEED_CONTROL cooling chassis fan

(see p.1, No. 27) connectors. If you plan to

4321 connect a 3-Pin chassis

(4-pin CHA_FAN2/WP) water cooler fan, please

(see p.1, No. 20) FAN_SPEED_CONTROL connect it to Pin 1-3.

(4-pin CHA_FAN3/WP) CHA_FAN_SPEED

-pin - FAN_VOLTAGE
(see p.1, No. 21) oNe
CPU Fan Connector oo, PN-SEE0 This motherboard pro-
. - GND FAN_SPEED_CONTROL . .

(4-pin CPU_FANT1) vides a 4-Pin CPU fan

(see p.1, No. 2) — (Quiet Fan) connector.
If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please
connect it to Pin 1-3.

CPU/Water Pump Fan FAN_SPEED This motherboard

FAN_VOLTAGE FAN_SPEED_CONTROL

Connector i o provides a 4-Pin water

(4-pin CPU_FAN2/WP) —1 cooling CPU fan

(see p.1, No. 5) connector. If you plan

to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

21
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ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1,No.7)

This motherboard pro-
vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
13.

ATX 12V Power 8 5 This motherboard pro-
Connector Lo vides a 8-pin ATX 12V
(8-pin ATX12V1) ADDDD1 power connector. To use a
(see p.1, No. 1) 4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.
RRXD1

Serial Port Header
(9-pin COMI)
(see p.1, No. 25)

TTXD1

This COM1 header
supports a serial port

module.

TPM Header
(17-pin TPMS1)
(see p.1, No.22)

SERIRQ #
S_PWRDWN #

LAD1

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #

SMB_CLK_MAIN

ans

This connector supports Trusted
Platform Module (TPM) system,
which can securely store keys,
digital certificates, passwords,
and data. A TPM system also
helps enhance network security,
protects digital identities, and
ensures platform integrity.
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RGB LED Headers

RGB header is used to connect
RGB LED extension cable which

(4-pin RGB_LED1) 12VG R B
(see p.1, No. 23) allows users to choose from vari-
ous LED lighting effects.
(4-pin RGB_LED2) B Caution: Never install the RGB
(see p.1, No. 9) 2 LED cable in the wrong orienta-
12v tion; otherwise, the cable may
! be damaged.
*Please refer to page 33 for
further instructions on this
header.
Addressable LED Header GND This header is used to connect
(3-pin A_DDR_LEDI) Addressable LED extension cable
(see p.1, No. 6) szlﬁDDR which allows users to choose

from various LED lighting
effects.

Caution: Never install the
Addressable LED cable in the
wrong orientation; otherwise,
the cable may be damaged.
*Please refer to page 34 for
further instructions on this
header.

23
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2.7 M.2 WiFi/BT Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT module.

Installing the WiFi/BT module

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module

and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230
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Step 3

Gently insert the WiFi/BT module
into the M.2 slot. Please be aware
that the module only fits in one

orientation.

Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.

25
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2.8 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCIe and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_1) supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3
x4 (32 Gb/s).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

ﬂ Dﬁ Prepare a M.2_SSD (NGFF) module

and the screw.

f 13} | Step2

Depending on the PCB type and

o
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut
L

location to be used.

|
I 1

Nut Location A B C
PCB Length 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type 2242  Type2260  Type 2280
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Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD

module, please loosen the screws to

e ® ©

remove the M.2 heatsink.

Step 4

Prepare the M.2 standoff that comes
with the package. Then hand tighten
the standoff into the desired nut
location on the motherboard. Align
and gently insert the M.2 (NGFF)
SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 5

Tighten the screw with a screwdriver

to secure the module into place.

Please do not overtighten the screw

as this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Intel
Intel
Kingston
Kingston
ocz

PATRIOT

Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
TEAM
TEAM
WD

WD

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle2 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PClIe3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4

ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SKC1000/480G

SH2280S83/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512Mé6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G

SD6PP4M-256G
TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

details: http://www.asrock.com
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2.9 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_2) supports M Key type 2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module
and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s).

*If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_0 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

ﬂ § Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
| and the screw.
; 14 | Step2

s 3 d
/ i Depending on the PCB type and

s" I 0
/ length of your M.2_SSD (NGFF)
 " module, find the corresponding nut

o location to be used.

0

Nut Location A B C D
PCB Length 4.2cm 6cm 8cm 1lcm
Module Type Type 2242  Type2260  Type2280 Type 22110
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoft is placed at the nut
location D by default. Skip Step 3 and
4 and go straight to Step 5 if you are
going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

©

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

@ -

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.



M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

AXNS330E-32GM-B
AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUB00NS38-256GT-C
ASU800NS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C

ADATA SATA3
ADATA SATA3
ADATA SATA3
ADATA SATA3
ADATA SATA3
ADATA PCle3 x4
ADATA PCle3 x4
ADATA PCle3 x4
ADATA PCle3 x4
ADATA PCle3 x4

Apacer PCle3 x4
Corsair PCle3 x4
Crucial SATA3
Crucial SATA3
Intel SATA3
Intel PCle3 x4
Intel PCle3 x4

Kingston SATA3
Kingston PCle3 x4
Kingston PCle2 x4

0Cz PCle3 x4
PATRIOT PCle3 x4
Plextor PCle3 x4
Plextor PCle3 x4
Plextor PCle3 x4
Plextor PCle3 x4
Plextor PCle

Plextor PCle

Samsung PCle3 x4
Samsung PCle3 x4
Samsung PCle3 x4
Samsung PCle3 x4
Samsung PCle3 x4
Samsung PCle3 x4
Samsung PCle3 x4
Samsung PCle3 x4
Samsung PCle x4
SanDisk PCle
SanDisk PCle

Team SATA3
Team SATA3
Team SATA3
Team SATA3

CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGW080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SKC1000/480G

SH2280S83/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME

SM961 MZVPWI128HEGM (NVM)
PM961 MZVLWI128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)

SM951 (MZHPV512HDGL)

SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G

SD6PP4M-256G
TM4PS4128GMC105
TM4PS4256GMC105

TM8PS4128 GMC105
TM8PS4256GMC105

B365M Pro4
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TEAM
TEAM
Transcend
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
V-Color
V-Color
WD

WD

WD

WD

PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PClIe3 x4
PCle3 x4

TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
TS256GMTS400

TS512GMTS600

TS512GMTS800
VLM100-120G-2280B-RD
VLM100-240G-2280RGB
VSM100-240G-2280
VLM100-240G-2280B-RD
WDS100T1B0B-00AS40
WDS240G1G0B-00RC30
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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2.9 ASRock Polychrome RGB

ASRock Polychrome RGB is a lighting control utility specifically designed for unique individuals
with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by connect-

ing the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including Static,

Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip
Connect your RGB LED strips to the RGB LED Headers (RGB_LED1, RGB_LED?2) on the

motherboard.

R = =
] ;

oo

]
]
[[] &
1]

b+ O
m

I Az .
1
— [0
— RGB_LEDI
B 707 7 B Ctxd M OO0 20 Mool —— W —— Ilcoos) .

1
12V G R B

. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
A may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-
ages to motherboard components.

. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.

X
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C

onnecting the Addressable RGB LED Stri
Connect your Addressable RGB LED strip to the Addressable LED Header (A_DDR_LED1) on

the motherboard.

ac——n

EE

B = ms

=] [

——p A_DDR_LED1

GND
1
DO_ADDR
VOuT

]
s oo o gy = i = Qg

A 1

Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
may be damaged.

. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system

and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-
ages to motherboard components.

. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/

GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.



ASRock Polychrome RGB Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock Polychrome RGB utility.
Download this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your
PC style your way!

Drag the tab to customize your

preference.

Toggle on/off the
RGB LED switch

LED Channel: Chipset Heatsink

Select a RGB LED light effect

from the drop-down menu.

Sync RGB LED effects

for all LED regions of # Apply Al

the motherboard
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das B365M Pro4 von ASRock entschieden haben - ein
zuverldssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualititskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitat und Bestandigkeit erfillt.

nen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geindert werden. Falls diese
Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne
weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe
in Bezug auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen
Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste
unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite:

ASRock-Webseite http://www.asrock.com.

Q Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden kon-

1.1 Lieferumfang

e ASRock B365M Pro4-Motherboard (Micro-ATX-Formfaktor)
¢ ASRock B365M Pro4-Schnellinstallationsanleitung

¢ ASRock B365M Pro4-Support-CD

e 2 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

e 3 x Schrauben fir M.2-Sockel (optional)

¢ 1 x Abstandhalter fiir M.2-Sockel (optional)

¢ 1xE/A-Blendenabschirmung
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1.2 Technische Daten

Plattform e Micro-ATX-Formfaktor

e Feststoffkondensator-Design

Prozessor o Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren (Sockel 1151) der 8" &
9" Generation
e Unterstiitzt CPU bis 95 W
* Digi Power design
e 8-Leistungsphasendesign

* Unterstiitzt Intel® Turbo Boost 2.0-Technologie
Chipsatz ¢ Intel® B365

Speicher * Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

¢ 4 x DDR4-DIMM-Steckplitze

¢ Unterstiitzt ungepufferten DDR4-2666/2400/2133-Non-ECC-
Speicher

¢ Unterstiitzt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-
ECC-Modus)

o Systemspeicher, max. Kapazitit: 64GB

¢ Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

¢ 15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze

Erweiter- e 2 PCI Express 3.0 x16-Steckplatze (PCIE1/PCIE3:einzeln bei
ungssteck- x16 (PCIE1); doppelt bei x16 (PCIEL) / x4 (PCIE3))
platz * Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

e 1 x PCI-Express 3.0-x1-Steckplatz (Flexible PCle)

¢ Unterstiitzt AMD Quad CrossFireX™ und CrossFireX™

e 1x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-
Modul

Grafikkarte e Integrierte Intel” UHD Graphics-Visualisierung und VGA-

Ausginge konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

e Unterstiitzt integrierte Intel®* UHD Graphics-Visualisierung:
Intel® Quick Sync Video mit AVC, MVC (S3D) und MPEG-
2 Full HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel” Clear Video HD
Technology, Intel® Insider"™, Intel* UHD Graphics

e DirectX 12
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Audio

LAN

Riickblende,
E/A

HWA encodieren/decodieren: AVC/H.264, HEVC/H.265

8 bit, HEVC/H.265 10 bit, VP8, VP9 8 bit, VP9 10 bit (nur
Dekodierung), MPEG2, MJPEG, VC-1 (nur Dekodierung)
Drei Grafikkarten-Ausgangsoptionen: D-Sub, DVI-D und
HDMI

Unterstiitzt drei Monitore

Unterstiitzt HDMI 1.4 mit maximaler Auflosung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 30Hz

Unterstiitzt DVI-D mit maximaler Auflésung von 1920 x 1200
bei 60 Hz

Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflosung von 1920 x 1200
bei 60 Hz

Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12
bpc), xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI
1.4-Port (konformer HDMI-Monitor erforderlich)

Unterstiitzt HDCP 2.2 mit DVI-D- und HDMI 1.4-Ports
Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI 1.4-
Port

7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC892-
Audiocodec)

* Zur Konfiguration von 7.1-Kanal-HD-Audio miissen Sie ein HD-

Frontblenden-Audiomodul nutzen und den Mehrkanalton iiber

den Audiotreiber aktivieren.

Erstklassige Blu-ray-Audiounterstiitzung
Unterstiitzt Uberspannungsschutz
ELNA-Audiokondensatoren

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Untersttitzt PXE

1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss

1 x D-Sub-Port

1 x DVI-D-Port

1 x HDMI-Port

2 x USB-2.0-Ports

1 x USB-3.1 Genl1-Typ-C-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

4 x USB-3.1-Gen1-Ports (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)
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Speicher

Anschluss

¢ 1xRJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitit/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

e HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher /
Mikrofon

o 6 x SATA-III-6,0-Gb/s-Abschluss, unterstiitzt RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17),
NCQ, AHCI und Hot-Plugging*

* Wenn M2_2 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
SATA3_0 deaktiviert.

e 1 x Ultra-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-Typ-
2242/2260/2280-M.2-PCI-Express-Modul bis Gen3 x 4
(32 Gb/s)**

e 1 x Ultra-M.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt M-Key-Typ-
2242/2260/2280/22110-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und M.2-
PCI-Express-Modul bis Gen. 3 x 4 (32 Gb/s)**

** Unterstiitzt Intel” Optane'™-Technologie
** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
** Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

* 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste

e 1x TPM-Stiftleiste

¢ 1 x Gehduseeingriff- und Lautsprecher-Stiftleiste

* 2 x RGB-LED-Stiftleisten
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen

* 1x Adressierbare-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 5 V/3 A, 15-W-LED-Streifen

e 1 x CPU-Lifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).

* 1x Anschluss fiir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig) (intel-

ligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)

* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihler-
lafter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).

* 3 x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)

(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)

* Der Gehause-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiih-
lerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).

* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP und CHA_
FAN3/WP konnen automatisch erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger
Liifter verwendet wird.

e 1 x 24-poliger ATX-Netzanschluss
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BIOS-
Funktion

Hard-
wareiiberwa-
chung

Betriebssys-
tem

Zertifizierun-
gen

1 x 8-poliger 12-V-Netzanschluss

1 x Audioanschluss an Frontblende

2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

1 x USB 3.1 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.1 Gen1-
Ports) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen

ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

SMBIOS 2.7-Unterstiitzung

CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCSA, VCCST Mehrfachspannung-

sanpassung

Temperaturerkennung: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Ge-
hause-/Wasserpumpenliifter

Litftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehause-/
Wasserpumpenliifter

Lautloser Liifter (automatische Anpassung der Gehauseliifter-
geschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-, CPU-/
Wasserpumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/Wasser-
pumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
Gehiuse-offen-Erkennung

Spannungsiiberwachung: +12'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST

Microsoft®” Windows® 10, 64 Bit

ECC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstel-
lungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertak-

tungswerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine
Ubertaktung kann sich auf die Stabilitit Thres Systems auswirken und sogar Komponenten
und Gerite Ihres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten du-
rchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche Schiden, die durch

eine Ubertaktung verursacht wurden.



1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf
den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,kurzgeschlossen®. Wenn keine Jumper-

Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen.

" W

Short Open

B365M Pro4

CMOS-l6schen-Jumper

(CLRMOSI) -
2-poliger Jumper
(siehe S. 1, Nr. 24)

CLRMOSI ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen

und Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie

den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15
Sekunde, schlieSen Sie dann die Kontakte an CLRMOS1 5 Sekunden lang mit einer
Jumper-Kappe kurz. Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-
Aktualisierung. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung
l6schen miissen, starten Sie das System zunéchst; fahren Sie es dann vor der
CMOS-Loschung herunter. Bitte beachten Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit und
Benutzerstandardprofil nur geloscht werden, wenn die CMOS-Batterie entfernt wird.

Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-L6schung zu entfernen.

Falls Sie den CMOS loschen, wird maoglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte pas-
sen Sie die BIOS-Option ,,Status loschen” zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen
Gehduseeingriffstatus an.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-
Kappen an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an
diesen Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschidigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED: Verbinden Sie Netzschalter,

(9-polig, PANELI)
(siehe S. 1, Nr. 15)

Reset-Taste und
Systemstatusanzeige am
Gehduse entsprechend der

nachstehenden Pinbelegung

HDLED-
HDLED+ mit dieser Stiftleiste. Beachten

Sie vor Anschlielen der Kabel
die positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitiits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Laut-
sprecher etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Thres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher,
dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Gehiuseeingriffs- und

(7-polig, SPK_CI1)

SPEAKER Bitte verbinden Sie Gehéu-
DUMMY
Lautsprecher-Stiftleiste DUMl\iIY | seeingriffsvorrichtung und
+5V
t den Gehduselautsprecher mit
(siehe S. 1, Nr. 14) 11 ]O|OJO dieser Stiftleiste.
I
SIGNAL |
GND

DUMMY
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Serial-ATA-III-Anschliisse

(SATA3_0:
siehe S. 1, Nr. 16)
(SATA3_1:
siehe S. 1, Nr. 17)
(SATA3_2:
siehe S. 1, Nr. 10)
(SATA3_3:
sieche S. 1, Nr. 11)
(SATA3_4:
siehe S. 1, Nr. 13)
(SATA3_5:
siehe S. 1, Nr. 12)

SATA3_1 SATA3_0

SATA3_4 SATA3_2

SATA3_5 SATA3_3

Diese sechs SATA-III-Anschliisse
unterstiitzen SATA-Datenkabel
fiir interne Speichergerite mit
einer Dateniibertragungsgeschwi
ndigkeit bis 6,0 Gb/s.

Wenn M2_2 durch ein SATA-
Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
SATA3_0 deaktiviert.

USB 2.0-Stiftleisten
(9-polig, USB3_4)
(siehe S. 1, Nr. 19)
(9-polig, USB5_6)
(siehe S. 1, Nr. 18)

USB_PWR
p.

Es gibt eine Stiftleiste an
diesem Motherboard. Diese
USB 2.0-Stiftleiste unterstiitzt

zwei Ports.

USB 3.1 Genl-Stiftleiste

Vbus

Es gibt eine Stiftleiste an

Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-polig, USB3_5_6) et o s diesem Motherboard. Diese
(siehe S. 1, Nr. 8) i P sonx e USB-3.1-Genl-Stiftleiste kann
IntA_PA_SSTX+ GNI; - . .
oo A PO zwei Ports unterstiitzen.
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
:
Audiostiftleiste (Frontblende) N sencE# Diese Stiftleiste dient
MIC_RET
(9-polig, HD_AUDIOL1) " out RET dem Anschlieflen von

(siehe S. 1, Nr. 26)

|
Io )
1 o<‘>o
]

MIC2_R
MiC2_L

_SENSE
our2 R

loura_L

Audiogeriten an der
Frontblende.
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1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss
Q dazu jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anwei-
sungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.
2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der
Audiostiftleiste der Frontblende installieren:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie
nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes Mikrofon)“
Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,Recording Volume (Aufnah-
melautstdrke) an.

Gehduse-/Wasserpumpen- ] oo Dieses Motherboard bietet

Liifteranschlusse j z:::::;’;“ drei 4-polige Wasserkiihlung-

(4-polig, CHA_FAN1/WP) 4 FAN_SPEED_CONTROL Gehiuseliifteranschliisse. Falls

(siehe S. 1, Nr. 27) Sie einen 3-poligen Gehduse-
4321 Wasserkiihlerliifter anschlieflen

(4-polig, CHA_FAN2/WP) mdochten, verbinden Sie ihn

(siehe S. 1, Nr. 20) FAN_SPEED_CONTROL bitte mit Kontakt 1 bis 3.

(4-polig, CHA_FAN3/WP) N Vot inge

(siehe S. 1, Nr. 21) GND

CPU-Liifteranschluss FAN_SPEED Dieses Motherboard bietet

FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED_CONTROL

(4-polig, CPU_FAN1) enp einen 4-poligen CPU-Liifter-
(siehe S. 1, Nr. 2) anschluss (lautloser Liifter).
e Falls Sie einen 3-poligen CPU-
Liifter anschlieflen méchten,
verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.
CPU-/Wasserpumpen- FAN_SPEED Dieses Motherboard bietet einen
Liifteranschluss PNYOITISE yp | |ran-speeo_conTRoL 4-poligen Wasserkiithlung-CPU-
(4-polig, CPU_FAN2/WP) Liifteranschluss. Falls Sie einen
1.2 3 4

(siehe S. 1, Nr. 5) 3-poligen CPU-Wasserkiihler-
liifter anschlieffen mochten,
verbinden Sie ihn bitte mit

Kontakt 1 bis 3.
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ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 7)

Dieses Motherboard bietet
einen 24-poligen ATX-Net-
zanschluss. Bitte schlieffen Sie
es zur Nutzung eines 20-po-
ligen ATX-Netzteils entlang
Kontakt 1 und Kontakt 13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss

Dieses Motherboard bietet

im
(8-polig, ATX12V1) [ einen 8-poligen ATX-12-V-
(siehe S. 1, Nr. 1) ADDDD 1 Netzanschluss. Bitte schlieflen
Sie es zur Nutzung eines 4-po-
ligen ATX-Netzteils entlang
Kontakt 1 und Kontakt 5 an.
RRXD1

Serieller-Port-Stiftleiste
(9-polig, COM1)
(siehe S. 1, Nr. 25)

TTXD1

Diese COM1-Stiftleiste
unterstiitzt ein Modul fiir

serielle Ports.

TPM-Stiftleiste
(17-polig, TPMS1)
(siehe S. 1, Nr. 22)

SERIRQ #
S_PWRDWN #

LAD1

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #

SMB_CLK_MAIN

ans

Dieser Anschluss unterstiitzt das
Trusted Platform Module- (TPM)
System, das Schliissel, digitale
Zertifikate, Kennworter und
Daten sicher aufbewahren kann.
Ein TPM-System hilft zudem bei
der Stirkung der Netzwerksicher-
heit, schiitzt digitale Identititen
und gewihrleistet die Plattform-

integritat.
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RGB-LED-Stiftleisten
(4-polig, RGB_LED1)
(siehe S. 1, Nr. 23)

(4-polig, RGB_LED?2)

RGB-Stiftleiste dient dem
Anschliefen eines RGB-LED-
Erweiterungskabels, das dem
Nutzer die Auswahl zwischen
verschiedenen LED-Lichteffekten

(siehe S. 1, Nr. 9) 2 ermdglicht.
12v Achtung;: Installieren Sie das
! RGB-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschadigt werden.
*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 33.
Adressierbare-LED-Stiftleiste GND Diese Stiftleiste dient der Verbind-
(3-polig, A_DDR_LED1) ung des Adressierbare-LED-Ver-
(siehe S. 1, Nr. 6) SZL:DDR lingerungskabels, womit Nutzer

zwischen verschiedenen LED-
Lichteffekten wahlen konnen.
Achtung: Installieren Sie das
Adressierbare-LED-Kabel nie-
mals falsch herum; andernfalls
konnte das Kabel beschidigt
werden.

*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 34.



B365M Pro4

1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock B365M Pro4, une carte

meére fiable fabriquée conformément au contréle de qualité rigoureux et constant

appliqué par ASRock. Fidéle 4 son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous

garantit une carte mere de conception robuste aux performances élevées.

de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent
document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification
préalable. Si vous avez besoin dune assistance technique pour votre carte mére, veuillez
visiter notre site Internet pour plus de détails sur le modele que vous utilisez. La liste la plus
récente des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site
Internet de ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

Q Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu

1.1 Contenu de I'emballage

Carte mére ASRock B365M Pro4 (facteur de forme Micro ATX)
Guide d’installation rapide ASRock B365M Pro4

CD dassistance ASRock B365M Pro4

2 x cébles de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

3 x vis pour sockets M.2 (Optionnel)

1 x Entretoise pour douille M.2 (Optionnel)

1 x panneau de protection E/S
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente
d’expansion

Graphiques

Facteur de forme Micro ATX

Conception a condensateurs solides

Prend en charge les processeurs 8° et 9° génération Intel®
Core™ (socket 1151)

Prend en charge les unités centrales jusqu’a 95W

Digi Power design

Alimentation a 8 phases

Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost 2.0

Intel® B365

Technologie mémoire double canal DDR4

4 x fentes DIMM DDR4

Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
2666/2400/2133

Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC
(fonctionne en mode non-ECC)

Capacité max. de la mémoire systéme : 64GB

Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
Contacts dorés 15y sur fentes DIMM

2 x fentes PCI Express 3.0 x 16 (PCIE1/PCIE3 :simple en mode
x16 (PCIE1), double a x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

1 x fentes PCI Express 3.0 x 1 (Flexible PCle)

Prend en charge AMD Quad CrossFireX"™ et CrossFireX™

1 x socket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/
BT type 2230

La technologie Intel* UHD Graphics Built-in Visuals et

les sorties VGA sont uniquement prises en charge par les
processeurs intégrant un controleur graphique.

Prend en charge la technologie Intel* UHD Graphics Built-
in Visuals : Intel® Quick Sync Video avec AVC, MVC (S3D)
et MPEG-2 Full HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear
Video HD Technology, Intel” Insider"™, Intel® UHD Graphics
DirectX 12
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Audio

Réseau

Connectique
du panneau
arriére

Codage/Décodage HWA : AVC/H.264, HEVC/H.265 8 bits,
HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits (Encodage
uniquement), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Encodage uniquement)
Trois options de sortie graphique : D-Sub, DVI-D et HDMI
Prend en charge la configuration a triple moniteurs

Prend en charge la technologie HDMI 1.4 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

Prend en charge le mode DVI-D avec une résolution maximale
de 1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale
de 1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port
HDMI 1.4 (un écran compatible HDMI est requis)

Prend en charge HDCP 2.2 via ports DVI-D et HDMI 1.4
Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec le port
HDMI 1.4

Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio
Realtek ALC892)

*Pour configurer l'audio 7.1 CH HD, il est nécessaire d’utiliser un

module audio HD pour panneau frontal et d’activer la fonction

audio multicanal via le pilote audio.

Compatible audio Blu-ray Premium
Prend en charge la protection contre les surtensions
Capuchons ELNA Audio

Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Giga PHY Intel” 1219V

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet
802.3az

Prend en charge PXE

1 x port souris/clavier PS/2

1 x port D-Sub

1 x port DVI-D

1 x port HDMI

2 x ports USB 2.0

1 x port USB 3.1 Genl type C (Protection contre les décharges
électrostatiques)

4 x ports USB 3.1 Genl (Protection contre les décharges
électrostatiques)
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Stockage

Connecteur

e 1xport RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED
VITESSE)
e Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant

/ microphone

* 6 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, technologies Intel Rapid Storage
17), NCQ, AHCI et « Hot Plug »*

* Si M2_2 est occupé par un périphérique M.2 type SATA,
SATA3_0 est désactivé.

¢ 1 xsocket Ultra M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
PCI Express type 2242/2260/2280 touche M jusqu'a Gen3 x4 (32
Gb/s)**

e 1xsocket Ultra M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Go/s type 2242/2260/2280/22110 touche M et M.2
PCI Express jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)**

** Prend en charge Intel” Optane™ Technology

** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

** Prend en charge le kit ASRock U.2

¢ 1 xembase pour port COM

¢ 1 xembase TPM

¢ 1 x prise DEL d’alimentation et emplacement sur chéssis

e 2xembase LED RVB
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 12 V/3 A, 36 W au total

¢ 1 xembase LED adressable
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 5 V/3 A, 15 W au total

e 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).

¢ 1x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau (4

broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)

* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).

* 3 x connecteurs pour ventilateur de chassis /pompe a eau (4

broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)

* Le ventilateur de chassis /pompe a eau prend en charge un venti-
lateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A (24
W).

* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP et CHA_
FAN3/WP peuvent détecter automatiquement si un ventilateur 3
broches ou 4 broches est utilisé.

¢ 1 x connecteur d'alimentation ATX 24 broches



Caractéris-
tiques du
BIOS

Surveillance
du matériel

Systéme
d’exploitation

Certifications

B365M Pro4

1 x connecteur d’alimentation 12 V 8 broches

1 x connecteur audio panneau frontal

2 x embases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge) (Protec-
tion contre les décharges électrostatiques)

1 x embase USB 3.1 Genl (2 ports USB 3.1 Genl1 pris en

charge) (Protection contre les décharges électrostatiques)

BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
multilingue

Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

Compatible SMBIOS 2.7

Réglage de la tension CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCSA,
VCCST

Détection de température : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe
a eau, chéssis /pompe a eau

Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe
a eau, chéssis /pompe a eau

Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du
ventilateur du chéssis d’apres la température du CPU) : Ventila-
teurs de CPU, CPU /pompe a eau, chéssis /pompe a eau
Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chéssis /pompe a eau

Détection CHASSIS OUVERT

Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V,
CPU Vcore, DRAM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST

Microsoft® Windows® 10 64 bits

FCC, CE
ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

cations du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et l'utilisation doutils

f Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifi-

doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces
pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme.
Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour
responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-
circuité ». Si le capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est

«ouvert ».

W W

Short Open

Cavalier Clear CMOS

(CLRMOST) Cavalier (jumper) a 2 broches
(voir p.1, No. 24)

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les parameétres
du systeme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur

et débrancher son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un
capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches sur CLRMOS]1 pendant 5
secondes. Toutefois, neffacez pas la CMOS immédiatement apres avoir mis a jour le
BIOS. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS aprés une mise a jour du BIOS,
vous devez tout dabord redémarrer le systéme, puis Iéteindre avant de procéder a
leffacement de la CMOS. Veuillez noter que les parametres mot de passe, date, heure
et profil de 'utilisateur seront uniquement effacés en cas de retrait de la pile de la
CMOS. Noubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois les données CMOS
effacées.

Q Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption
du BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chassis précédentes.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez
A JAMAIS de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de

cavalier sur ces embases ou connecteurs endommagera irrémédiablement votre carte mére.

Embase du panneau systeme PLED+ Branchez le bouton de mise
(PANNEAUT1 a 9 broches)
(voir p.1, No. 15)

ED-
PWRBTN# en marche, le bouton de
réinitialisation et le t¢émoin détat

du systeme présents sur le chassis

sur cette embase en respectant la

HDLED- . . .
HDLED+ configuration des broches illustrée

ci-dessous. Repérez les broches
positive et négative avant de
brancher les cébles.

PWRBTN (bouton dalimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer
la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton de mise en marche.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le
bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonction-
nement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est al-
lumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille
$1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton de mise en marche, bouton de réinitialisa-
tion, LED dalimentation, LED dactivité du disque dur, haut-parleur etc. Lorsque vous reliez

le module du panneau frontal de votre chassis sur cette emb veillez a parfai faire
correspondre les fils et les broches.
Prise DEL d'alimentation et DEL‘JT\AESEER Veuillez brancher
emplacement sur chéssis DUMN|IY | I'emplacement sur le chéssis et
+5V
(SPK_CI1 a 7 broches) . le haut-parleur du chassis sur
(voir p.1, No. 14) 11 |O[O|O ce connecteur.
I
SIGNAL |
GND
DUMMY
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Connecteurs Serial ATA3
(SATA3_0:

voir p.1, No. 16)
(SATA3_1:
voir p.1, No.
(SATA3_2:
voir p.1, No.
(SATA3_3:
voir p.1, No.
(SATA3_4:
voir p.1, No.
(SATA3_5:
voir p.1, No. 12)

17)

| m I
| E I
SATA3_1 SATA3 0

SATA3_4 SATA3_2

SATA3_5 SATA3_3

Ces six connecteurs SATA3 sont
compatibles avec les cables de
données SATA pour les appareils
de stockage internes avec un taux
de transfert maximal de 6,0 Go/s.
Si M2_2 est occupé par un
périphérique M.2 type SATA,
SATA3_0 est désactivé.

Embases USB 2.0
(USB3_4 a 9 broches)
(voir p.1, No. 19)
(USB5_6 a 9 broches)
(voir p.1, No. 18)

USB_PWR
p-

Cette carte mere comprend un
connecteur. Cette embase USB
2.0 peut prendre en charge

deux ports.

Embase USB 3.1 Genl
(USB3_5_6 a 19 broches)
(voir p.1, No. 8)

Vbus

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

GND

GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+

Cette carte mere comprend
un connecteur. Cette embase
USB 3.1 Genl peut prendre en

charge deux ports.

Embase audio du panneau
frontal

(HD_AUDIOL1 a 9 broches)
(voir p.1, No. 26)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

ol o
| el (el o] [e][e]
[ Tour2.t
J_SENSE
ouTs_R
MIC2_R
MiC2_L

OUT_RET

Cette embase sert au
branchement des appareils
audio au panneau audio

frontal.
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1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche),
mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonction-
ner correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le
manuel du chassis pour installer votre systéme.

2. Sivous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du pan-

neau frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est
inutile de les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de controle
Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Connecteurs du ventilateur de oo Cette carte mére est dotée de

chéssis/pompe a eau 2 FAN_VOLTAGE trois connecteurs pour venti-
3 FAN_SPEED

(CHA_FAN1/WP a4 broches) 4 ran_speep_conTroL  lateur de chéssis a refroidisse-

(voir p.1, No. 27) ment par eau a 4 broches. Si

CHA_FAN2/WP a 4 broches)

4321 vousenvisagez de connecter

un ventilateur de refroidisseur

voir p.1, No. 20) FAN_SPEED_CONTROL d'eau pour chéssis a 3 broches,

CHA_FAN_SPEED

CHA_FAN3/WP a4 broches) FAN_VOLTAGE veuillez le brancher sur la Bro-
voir p.1, No. 21) OGN0 che 1-3.

Connecteur du ventilateur du - Cette carte mére est dotée d’'un
processeur FAN_VOLTAGE. ) Fan_speeD_conTroL CONNECteur pour ventilateur
(CPU_FANI a4 broches) de processeur (Quiet Fan) a 4
p
(voir p.1, No. 2) T2 3 4 broches. Si vous envisagez de
p 8

connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez
le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur pour ventilateur Cette carte mere est dotée d’'un
de processeur /pompe a eau connecteur pour ventilateur de
(CPU_FAN2/WP a4 broches) processeur a refroidissement par
(voir p.1, No. 5) AN VOLTAGE FAN_SPEED eau 4 4 broches. Si vous envisagez

GND FAN_SPEED_CONTROL .
de connecter un ventilateur de re-

froidisseur d'eau pour processeur
1.2 3 4
a 3 broches, veuillez le brancher

sur la Broche 1-3.
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Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 7)

Cette carte mére est dotée d'un
connecteur d’alimentation ATX
a 24 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20 broches,
veuillez effectuer les branche-
ments sur la Broche 1 et la
Broche 13.

Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)

Cette carte mére est dotée d'un
connecteur dalimentation

ATX 12V a 8 broches. Pour
utiliser une alimentation ATX a
4 broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 5.

Embase pour port série
(COM1 a9 broches)
(voir p.1, No. 25)

RRXD1

DDTR#1

DDSR#1

CCTS#1

Cette embase COM1 prend
en charge un module de port

série.

RRI#1
RRTS#1
TTXD1
DDCD#1
Embase TPM .2 o o523  Ceconnecteur prend en charge un
2 a>o0x 3 ¥
(TPMS1 4 17 broches) 5% ST3YES  module TPM (Trusted Platform
(voir p.1, No. 22) Module - Module de plateforme
sécurisée), qui permet de sauve-
2522332 z22 . - -
522335223  garderdés, certificats numériques,
] 3 )
"z g é‘ mots de passe et données en toute
|
© o 2
g3

sécurité. Le systeme TPM permet
également de renforcer la sécurité
du réseau, de protéger les iden-
tités numériques et de préserver

I'intégrité de la plateforme.




B365M Pro4

Embase LED RVB ;
(RGB_LED1 a 4 broches) 12VG R B
(voir p.1, No. 23)

L'embase RVB sert & connecter le
cable d'extension LED RVB qui
permet aux utilisateurs de choisir

parmi plusieurs effets lumineux

(RGB_LED?2 a 4 broches) B LED.
(voir p.1, No. 9) 2 Attention : N'installez jamais le
12v cable LED RVB dans le mauvais
! sens ; dans le cas contraire, le

céable peut étre endommagé.
*Veuillez consulter la page 33 pour
des instructions supplémentaires
sur cette embase.

Embase LED adressable GND Cette embase sert a connecter le c-

(A_DDR_LEDI1 a 3 broches) DO ADDR ble d'extension LED adressable qui

(voir p.1, No. 6) vouT permet aux utilisateurs de choisir

parmi plusieurs effets lumineux
LED.

Attention : N’installez jamais le
cable LED adressable dans le mau-
vais sens. Dans le cas contraire, le
céble peut étre endommagé.
*Veuillez consulter la page 34 pour
des instructions supplémentaires

sur cette embase.
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1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della scheda madre ASRock B365M Pro4, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda
madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di

ASRock di offrire sempre qualita e durata.

contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di
eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile
sul sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa
scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello at-
tualmente in uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA piil recenti e di supporto di CPU
anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock  http://www.asrock.com.

Q Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

1.1 Contenuto della confezione

e Scheda madre B365M Pro4 ASRock (fattore di forma Micro ATX)
¢ Guida all'installazione rapida di ASRock B365M Pro4

e CD di supporto B365M Pro4 ASRock

e 2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

e 3 xviti per Socket M.2 (opzionali)

¢ 1 x Distanziatore per socket M.2 (opzionali)

¢ 1x mascherina metallica posteriore I/O
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

Grafica

Fattore di forma Micro ATX

Design condensatore solido

Supporta processori 8" Gen e 9" Generation Intel* Core™
(Socket 1151)

Supporto di CPU fino a 95W

Digi Power design

Potenza a 8 fasi

Supporta la tecnologia Intel” Turbo Boost 2.0

Intel® B365

Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

4 x alloggi DIMM DDR4

Supporto di memoria DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, un-
buffered

Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in
modalita non ECC)

Capacita max. della memoria di sistema: 64GB

Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0
Contatti doro 15y negli alloggi DIMM

2 alloggiamenti PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE3:singolo a
x16 (PCIE1); doppio a x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))

* Supporto di SSD NVMe come disco davvio

1 x alloggio PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)
Supporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX™
1 Socket M.2 (tastoE), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT

La videografica integrata della scheda video UHD Intel® e le
uscite VGA possono essere supportate soltanto con processori
con GPU integrata.

Supporta la videografica integrata della scheda video UHD
Intel®: Intel® Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D) e MPEG-
2 Full HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology, Intel® Insider™, Intel” UHD Graphics

DirectX 12
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Audio

LAN

1/0 pannello
posteriore

Codifica/decodifica HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (solo
decodifica), MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo decodifica)

Tre opzioni di output grafico: D-Sub, DVI-D e HDMI
Supporto di tre monitor

Supporta HDMI 1.4 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096 x 2160) a 30Hz

Supporta DVI-D con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz

Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz

Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 1.4 (&
necessario un monitor compatibile HDMI)

Supporto di HDCP 2.2 con le porte DVI-D e HDMI 1.4
Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulla porta HDMI
1.4

Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio
Realtek ALC892)

* Per configurare l'audio HD 7.1 canali, ¢ necessario utilizzare un

modulo pannello frontale audio HD ed attivare la funzione audio

multicanale tramite il driver audio.

Supporto audio Blu-ray Premium
Supporta protezione da sovratensione
Cappucci audio ELNA

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE

1 x porta mouse/tastiera PS/2

1 x porta D-Sub

1 x porta DVI-D

1 x porta HDMI

2 x porte USB 2.0

1 x Porta USB 3.1 Genl di tipo C (supporta protezione da
scariche elettrostatiche)

4 x porte USB 3.1 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)
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Archiviazione

Connettore

e 1xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED
LED)
e Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono

* 6 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supportano RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
17), NCQ, AHCI e Hot Plug*

*Se M2_2 ¢ occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA,
SATA3_0 sara disabilitato.

e 1 x socket Ultra M.2 (M2_1), supporta il modulo M.2 PCI
Express di tipo M Key 2242/2260/2280 fino a Gen3 x4 (32 Gb/
S)**

¢ 1 xsocket Ultra M.2 (M2_2), supporta il modulo M.2 SATA3
6,0 Gb/s di tipo 2242/2260/2280/22110 ed il modulo M.2 PCI
Express fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supporta la tecnologia Intel* Optane™

** Supporto di SSD NVMe come disco davvio

** Supporta kit ASRock U.2

¢ 1 x connettore porta COM

¢ 1x connettore TPM

¢ 1x collegamento altoparlante e intrusione telaio

e 2 x collettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12V/3A, 36W strip LED

¢ 1 x Header LED indirizzabile
* Supporto totale di fino a 5V/3A, 15W strip LED

¢ 1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massima di 1 A (12 W).

¢ 1 x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4 pin)

(Controllo intelligente della velocita della ventola)

* La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A
(24W).

¢ 3 x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4 pin)

(Controllo intelligente della velocita della ventola)

* La ventola Chassis/ventola pompa dellacqua supporta ventole
di sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A
(24W).

* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP e CHA_
FAN3/WP sono in grado di rilevare se ¢ in uso una ventola a 3 pin
04 apin.

¢ 1 x connettore alimentazione ATX 24 pin
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Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

SO

Certificazioni

1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin

1 x connettore audio pannello frontale

2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (supporta
protezione da scariche elettrostatiche)

1 x connettore USB 3.1 Genl (supporto di 2 porte USB 3.1

Genl) (supporto protezione da scariche elettrostatiche)

AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0

Supporto di SMBIOS 2.7

Regolazione variabile tensione CPU, DRAM, PCH 1,0V,
VCCSA, VCCST

Sensore di temperatura: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa
dell'acqua, telaio/pompa dell'acqua

Rilevamento CASE OPEN

Monitoraggio tensione: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
PCH 1,0V, VCCSA, VCCST

Microsoft®” Windows® 10 64 bit

FCC, CE
ErP/EuP Ready (¢ necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

regolazione delle impostazioni nel BIOS, 'applicazione di tecnologia di Untied Overclock-

f Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la

ing o l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la
stabilita del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema.
Occorre eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni
provocati da overclocking.



1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuc-

cio del jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non &

posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

" W

Short Open

B365M Pro4

Jumper per azzerare la CMOS

(CLRMOS1) .
Jumper a 2 pin
(vedere pag. 1, n. 24)

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare

i parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e

scollegare il cavo di alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un

cappuccio jumper per cortocircuitare i di CLRMOSI per 5 secondi. Tuttavia, non

azzerare la CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se ¢ necessario azzerare la

CMOS dopo I'aggiornamento del BIOS, ¢ necessario riavviare prima il sistema e in

seguito spegnerlo prima di eseguire I'operazione di azzeramento della CMOS. La

password, la data, l'ora e il profilo predefinito dell'utente saranno azzerati solo se

viene rimossa la batteria della CMOS. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio jumper

prima di cancellare la CMOS.

Q Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS
"Azzerare stato” per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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Y

4 Header e connettori su scheda

A

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del
Jjumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e
connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED+ Collegare l'interruttore

sistema

(PANELI a9 pin)

dell'alimentazione, l'interruttore

di reset e l'indicatore dello

(vedere pag. 1, n. 15) 1 stato del sistema sullo chassis
su questo header secondo la
HDLED- . A
HDLED+ seguente assegnazione dei pin.

Annotare i pin positivi e negativi

prima di collegare i cavi.

PWRBTN (interruttore di alimentazione):
collegare all'interruttore dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. E possibile
configurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):

collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore
di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale
riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
& acceso quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

Il design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pannello
anteriore é composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore di reset,
LED di alimentazione, LED di attivita disco rigido, altoparlante, ecc. Quando si collega il
modulo del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le assegnazioni del
filo e le assegnazioni del pin corrispondano correttamente.

Collegamento altoparlante DiPME’:fER Collegare I'intrusione telaio
e intrusione telaio DUMl\iIY | e l'altoparlante a questo col-
+5V
(SPK_CI1 a 7 pin) } legamento.
(vedere pag. 1, n. 14) 1
I
SIGNAL |
GND
DUMMY




B365M Pro4

Connettori Serial ATA3 N, ©, Questi sei connettori SATA3
(SATA3_0: g u m Fq_:) supportano cavi dati SATA
vedere pag. 1, n. 16) & P per dispositivi di archiviazione
(SATA3_1: =, = interna, con una velocita di
vedere pag. 1, n. 17) g u m g trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.
(SATA3_2: % =] =] g) Se M2_2 ¢ occupato da un
vedere pag.1, n. 10) dispositivo M.2 di tipo SATA,
(SATA3_3: SATA3_0 sara disabilitato.
vedere pag.1, n. 11) SATA3_1 SATA3_0
(SATA3_4:
vedere pag.1, n. 13)
(SATA3_5:
vedere pag.1, n. 12)
Header USB 2.0 USB PWR Su questa scheda madre c un
(USB3_4 a9 pin) P connettore. Questo connettore
(vedere pag. 1, n. 19) USB 2.0 puo supportare due
(USB5_6 a9 pin) ; porte.
(vedere pag. 1, n. 18)
Header USB 3.1 Genl vous Su questa scheda madre c&
Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_5_6a 19 pin) o ph_seme IiAFESSC un connettore. Questa basetta
(vedere pag. 1, n. 8) g e USB 3.1 Genl puo supportare
s o ao. due porte.
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Header audio pannello O esEncE~ Questo header serve a
anteriore M‘C’Rgurinn collegare i dispositivi
(HD_AUDIOL1 a 9 pin) or 1o audio al pannello audio
(vedere pag. 1, n. 26) elele T ?Ow ) anteriore.
J_SENSE
our2 R
MIC2_R
Mic2_L
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Q 1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo

chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti

nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

2. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull'header audio del pannello anteriore
seguendo le fasi di seguito:
A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario
collegarli per il pannello audio AC’97.
E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di
controllo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettori ventola chassis
/ pompa dell'acqua
(CHA_FAN1/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 27)

CHA_FAN2/WP a4 pin)
vedere pag. 1, n. 20)
CHA_FAN3/WP a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 21)

—~ o~ o~

GND

FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

pw N o

4321

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Questa scheda madre ¢ dotata
di tre connettori ventola a 4
pin per il raffreddamento ad
acqua del telaio. Se si decide

di collegare una ventola telaio
con raffreddamento ad acqua a
3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore ventola CPU

(CPU_FAN1 a4 pin) FAN_VOLTAGE

(vedere pag. 1, n. 2)

FAN_SPEED

GND FAN_SPEED_CONTROL

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU (Ventola silenziosa)
a4 pin. Se si decide di collegare

1.2 3 4
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.
Connettore ventola CPU / Questa scheda madre & dotata
FAN_SPEED

pompa dell'acqua FAN_VOLTAGE

(CPU_FAN2/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1,n. 5)

GND FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

di un connettore per la ventola
della CPU con raffreddamento
ad acqua a 4 pin. Se si decide di
collegare una ventola della CPU
con raffreddamento ad acqua a 3

pin, collegarla al pin 1-3.
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Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n.7)

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore di alimen-
tazione ATX a 24 pin. Per
utilizzare un'alimentazione
ATX a 20 pin, collegarla lungo
ilpin 1 eil pin 13.

Connettore di
alimentazione A
TXdal12V
(ATX12V1 a 8 pin)
(vedere pag. 1,n. 1)

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore di alimen-
tazione ATX da 12 V a 8 pin.
Per utilizzare un'alimentazione
ATX a 4 pin, collegarla lungo il
pin 1 eil pin 5.

Header porta seriale
(COM1 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 25)

TTXD1

Questo header COM1
supporta un modulo di porta

seriale.

Header TPM
(TPMS1 a 17 pin)
(vedere pag. 1, n. 22)

SERIRQ #
S_PWRDWN #

LAD1

PCIRST #

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

anNo

Questo connettore supporta il
sistema Trusted Platform Module
(TPM), che puo archiviare in
modo sicuro chiavi, certifi-

cati digitali, password e dati. Un
sistema TPM permette anche di
potenziare la sicurezza della rete,
di proteggere identita digitali e

di garantire l'integrita della piat-

taforma.
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Collettore LED RGB

11 collettore RGB viene utilizzato

(RGB_LED1 a 4 pin) 12V G R B per collegare la prolunga LED
(vedere pag. 1, n. 23) RGB, che consente agli utenti di
scegliere tra vari effetti di illumi-
(RGB_LED2 a 4 pin) B nazione a LED.
(vedere pag. 1, n.9) 2 Attenzione: Non installare il cavo
12v LED RGB in senso errato; in
! caso contrario, il cavo potrebbe
danneggiarsi.
* Fare riferimento a pagina 33
per ulteriori istruzioni su questa
basetta.
Header LED indirizzabile Questo header serve a collegare il
(A_DDR_LEDI a 3 pin) ene cavo di estensione del LED indir-
(vedere pag. 1, n. 6) DO_ADDR izzabile che consente di scegliere
vouTt

tra vari effetti luce LED.
Attenzione: Non installare mai
il cavo del LED indirizzabile
secondo un orientamento errato,
altrimento potrebbe danneg-
giarsi.

* Fare riferimento a pagina 34

per ulteriori istruzioni su questa

basetta.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock B365M Pro4, una placa base fiable fabricada
segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente

con un disefo resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de
ASRock.

el contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados,

aviso. Si esta documentacién sufre alguna modificacién, la version actualizada estard dis-
ponible en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada
con esta placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacién especifica sobre el
modelo que esté utilizando. Podrd encontrar las tiltimas tarjetas VGA, asi como la lista de
compatibilidad de la CPU, en el sitio web de ASRock.

Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

e Placa base ASRock B365M Pro4 (factor de forma Micro-ATX)
¢ Guia de instalacién rapida de ASRock B365M Pro4

e CD de soporte de ASRock B365M Pro4

e 2 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

¢ 3 x Tornillos para sockets M.2 (Opcional)

¢ 1 x separador para conector M.2 (Opcional)

¢ 1xescudo panel E/S
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

Graficos

Factor de forma Micro ATX

Disefo de condensador solido

Compatible con 8"y 9* generacion de procesadores Intel®
Core™ (Socket 1151)

Admite CPU de hasta 95 W.

Digi Power design

Disefio de 8 fases de alimentacién

Admite la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

Intel® B365

Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

4 x ranuras DIMM DDR4

Admite memoria DDR4 2666/2400/2133 no ECC, sin bufer
Admite m6dulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento
en modo no ECC)

Capacidad maxima de memoria del sistema: 64GB

Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0
Contacto 15y Gold en ranuras DIMM

2 ranuras PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE3:simple a x16
(PCIE1); dual a x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))

* Admite unidad de estado s6lido de NVMe como disco de

arranque

1 x ranura PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)

Compatible con AMD Quad CrossFireX™ y CrossFireX"

1 x Zbcalo M.2 (clave E), admite el tipo de médulo 2230 WiFi/
BT

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles inicamente con procesadores con GPU integrado.
Admite Intel® UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick
Sync Video con AVC, MVC (S3D) y MPEG-2 Full HW
Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology,
Intel® Insider™, Intel> UHD Graphics

DirectX 12
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Audio

LAN

E/S en panel
posterior

Codificacion y descodificacion HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265
8 bits, HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits (solo
descodificar), MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo descodificar)

Tres opciones de salida de graficos: D-Sub, DVI-D y HDMI
Compatible con tres monitores

Admite la tecnologia HDMI 1.4 con una resolucién méxima de
4K x 2K (4096x2160) a 30Hz

Admite DVI-D con una resolucién méaxima de 1920x1200 a 60
Hz

Admite D-Sub con una resolucién méxima de 1920x1200 a 60 Hz
Admite Sincronizacién automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con
puerto HDMI 1.4 (se necesita un monitor compatible con HDMI)
Compatible con funciéon HDCP 2.2 con puertos DVI-D y HDMI
1.4

Admite reproduccion 4K Ultra HD (UHD) con puerto HDMI 1.4

7.1 Audio CH HD con Proteccion de contenido (Realtek ALC892
Audio Codec)

*Para configurar 7.1 Audio CH HD, deberd utilizar un médulo del

panel frontal de audio HD y habilitar la caracteristica de audio multi-

canal a través del controlador de audio.

Compatible con audio Blu-ray Premium
Admite proteccion contra sobretensiones
Tapas de audio ELNA

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel” 1219V

Admite la funcién Reactivaciéon de LAN

Admite proteccién contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

1 x puerto de raton/teclado PS/2

1 x puerto D-Sub

1 x puerto DVI-D

1 x puerto HDMI

2 x Puertos USB 2.0

1 x Puerto USB 3.1 Genl de tipo C (admite proteccion contra
descargas electrostaticas)

4 x Puertos USB 3.1 Genl (admite proteccién contra descargas
electrostaticas)
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e 1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/
ENLACE y LED DE VELOCIDAD)
e Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /

Micréfono
Almacenami- e 6 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibilidad con RAID
ento (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Tech-

nology 17), NCQ, AHCI y conexi6n en caliente*
*Si M2_2 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA, SATA3_0
se deshabilitara.

e 1x Zbcalo Ultra M.2 (M2_1), compatible con el médulo PCI
Express M.2 tipo 2242/2260/2280 con clave M hasta Gen3 x4
(32 Gb/s)**

e 1x Zbcalo Ultra M.2 (M2_2) que admite el moédulo SATA3
6,0 Gb/s M.2 de tipo 2242/2260/2280/22110 con clave M y el
modulo PCI Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Compatible con la tecnologia Optane™ de Intel®

** Admite unidad de estado s6lido de NVMe como disco de ar-
ranque

** Admite el kit U.2 de ASRock

Conector ¢ 1 x Base de conexiones de puerto COM

e 1x Conector TPM

¢ 1 x cabezal de intrusion de chasis y de altavoces

e 2 x Cabezales de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total

¢ 1 x Base de conexiones de LED direccionable
* Admite una tira de LED de hasta 5 V/3 A (15 W) en total

¢ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la
CPU con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) méaxima.

¢ 1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de

agua/CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)

* El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).

¢ 3 x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de

agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)

* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP y CHA_
FAN3/WP se pueden detectar automaticamente si se usa el venti-
lador de 3 o 4 contactos.

* 1 x conector de alimentacion ATX de 24 contactos
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Funciondela
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Certifica-
ciones

1 x conector de alimentacién de 12V de 8 contactos

1 x Conector de audio en el panel frontal

2 x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2.0)
(Admite proteccion contra descargas electrostaticas)

1 x base de conexiones USB 3.1 Gen1 (admite 2 puertos USB 3.1
Genl) (Admite proteccion contra descargas electrostaticas)

BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de
usuario multilingiie

Eventos de reactivacién compatibles con ACPI 6.0

Admite SMBIOS 2.7

Multi-ajuste de voltaje de CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCSA y
VCCST

Deteccién de temperatura: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Tacémetro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores
de la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Deteccion de CARCASA ABIERTA

Supervision del voltaje: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
PCH 1,0V, VCCSA y VCCST

Microsoft® Windows® 10 64 bits
FCCy CE

Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de aliment-

acion preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando

f Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,

las herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la

estabilidad del sistema e, incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta

operacién se debe realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No

asumimos ninguna responsabilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente
se coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en

los contactos, el puente queda “Abierto”.

" W

Short Open

Puente de borrado de

CMOS
Puente de 2 contactos
(CLRMOS1)

(consulte la pag. 1, n° 24)

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el
ordenador y desenchufe el cable de alimentacion de la toma de alimentacion. Después
de esperar 15 segundos, utilice una tapa de puente para acortar los contactos en el
CLRMOSI durante 5 segundos. Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que
haya actualizado la BIOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar la
BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacion, debera apagarlo antes de
que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta que la contrasena, la fecha, la hora
y el perfil de usuario predeterminado seran eliminados tinicamente si se retira la pila

del CMOS. Acuérdese de retirar la tapa de puente después de borrar el CMOS.

Q Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcion del BIOS “Clear
Status” (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente
A sobre estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores
dafiard de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del Conecte el interruptor de
sistema alimentacion, restablezca el
(PANELLI de 9 contactos) interruptor y el indicador del
(consulte la pag. 1, n° 15) 1 estado del sistema del chasis a los
valores de este cabezal, segtn los
| feLo- valores asignados a los contactos

como se indica a continuacion.
Cerciérese de cudles son los
contactos positivos y los negativos
antes de conectar los cables.

Conéctelo al interruptor de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la

Q PWRBTN (Interruptor de alimentacion):

forma en la que su sistema se apagard mediante el interruptor de alimentacién.

RESET (Interruptor de reseteo):
Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de reseteo
para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indi-
cador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: interruptor de alimentacién, interruptor de reseteo, indica-
dor LED de alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando
conecte su modulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones
de los cables y los contactos coinciden correctamente.

Cabezal de intrusion de DiTwEMAjER Conecte la intrusion de chasis
chasis y de altavoces DUMMY | y el altavoz del chasis a este
(SPK_CI1 de 7 contactos) e | cabezal.
(consulte la pag. 1, n° 14) .

I

SIGNAL |
GND
DUMMY
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Conectores Serie ATA3
(SATA3_0:

consulte la pag.1, n° 16)
(SATA3_1:

consulte la pag.1, n° 17)
(SATA3_2:

consulte la pag. 1, N.° 10)
(SATA3_3:

JIE
il

SATA3_2
SATA3_5 SATA

SATA3

consulte la pag. 1, N.o 11) SATA3_1 SATA3_0

(SATA3_4:
consulte la pag. 1, N.° 13)
(SATA3_5:
consulte la pag. 1, N.° 12)

Estos seis conectores SATA3

son compatibles con cables de
datos SATA para dispositivos de
almacenamiento interno con una
velocidad de transferencia de datos
de hasta 6,0 Gb/s.

Si M2_2 se ocupa con un
dispositivo M.2 de tipo SATA,
SATA3_0 se deshabilitara.

Cabezales USB 2.0

(USB3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 19)
(USB5_6 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 18)

USB_PWR
-

Esta placa base tiene otra base
de conexiones. Cada base de
conexiones USB 2.0 admite dos

puertos.

Cabezal USB 3.1 Genl
(USB3_5 6de 19

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

Vbus
IntA_PA_SSRX-

Esta placa base tiene otra base

de conexiones. Esta base de

IntA_PA_SSRX+ GND
contactos) N nAPBSSTC - conexiones USB 3.1 Genl
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
. IntA_PA_SSTX+ GND 1

(consulte la pag. 1, n° 8) o Taeao  admite dos puertos.

IntA_PA_D- IntA_PB_D+

IntA_PA_D+ Dummy

1
. D s
Cabezal de audio del panel - Este cabezal se utiliza para
MIC_RET I

frontal ‘OULRET conectar dispositivos de
(HD_AUDIO1 de 9 o 1o audio al panel de audio

19l0
contactos) el C‘) frontal.

[ Tour2 1
; o J_SENSE
(consulte la pag. 1, n° 26) outa 7
MIC2_R
MmiC2_L
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1. El Audio de Alta Definicién (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de
conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA
para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro
manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.

2. Si utiliza un panel de audio AC’97, coléquelo en el cabezal de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacion:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexién a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es
necesario que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en el
panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacion” (Recording Volume).

Conectores del ventilador Esta placa base proporciona tres
de la bomba de agua/cha- conectores para el ventilador
sis del chasis para refrigeracion
(CHA_FAN1/WP de 4 ; f:;’ S por agua de 4 contactos. Si tiene
contactos) 3 FAN_SPEED pensando conectar un ventilador
(consulte la pag. 1,n°27)  * FANSPEEPCONTROL  de refrigeracion por agua del

chasis de 3 contactos, conéctelo
(CHA_FAN2/WP de 4 1321 al contacto 1-3.
contactos)
(Consulte la pa'g 1’ ne 20) FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED
(CHA_FAN3/WP de 4 FAN_VOLTAGE
contactos) ene
(consulte la pag. 1, n° 21)
Conector del ventilador de Esta placa base contiene un
la CPU o voumee | ETEER conector de ventilador (ventilador
o GND FAN_SPEED_CONTROL . .
(CPU_FANI1 de 4 silencioso) de CPU de 4 contac-
contactos) tos. Si tiene pensando conectar un
1.2 3 4

(consulte la pag. 1, n° 2) ventilador de CPU de 3 contactos,

conéctelo al contacto 1-3.
Conector del ventilador de Esta placa base proporciona un
la bomba de agua/CPU conector de ventilador de CPU de
(CPU_FAN2/WP de 4 FAN_SPEED refrigeracion por agua de 4 contac-

contactos)

FAN-VOLTAGE o1 |Fan_speeo_controL tos. Si tiene pensando conectar un

(consulte la pag. 1, n° 5) ventilador de disipador por agua

T2 3 4 de CPU de 3 contactos, conéctelo
al contacto 1-3.

77




78

Conector de alimentacion
ATX

(ATXPWRI de 24
contactos)

(consulte la pag. 1, n°7)

Esta placa base contiene un
conector de alimentaciéon ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentaciéon ATX

de 20 contactos, conéctela en los

13 contactos del 1 al 13.
Conector de alimentacion 8 5 Esta placa base contiene un
ATX de 12V %%%% conector de alimentacién ATX de
(ATX12V1 de 8 contactos) b 1 12V y 8 contactos. Para utilizar

(consulte la pag. 1, n° 1)

una toma de alimentacion ATX
de 4 contactos, conéctela en los

contactos del 1 al 5.

Cabezal de puerto serie
(COM1 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 25)

Este cabezal COM1 admite un

modulo de puerto serie.

Cabezal TPM
(TPMSI de 17 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 22)

GND

GND
SERIRQ #
S_PWRDWN #

+3VSB

LADO
+3V

GND
LAD1

LAD3

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #
FRAME

SMB_CLK_MAIN

PCICLK

ans

Este conector es compatible con

el sistema M6dulo de Plataforma
Segura (TPM, en inglés), que puede
almacenar de forma segura claves,
certificados digitales, contrasefias

y datos. Un sistema TPM también
ayuda a aumentar la seguridad en la
red, protege las identidades digitales
y garantiza la integridad de la plata-

forma.
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Cabezales de LED RGB El cabezal RGB se utiliza para
(RGB_LED1 de 4 contac- 12VG R B conectar el alargador de LED RGB
tos) que permite a los usuarios elegir
consulte la pag. 1, n° entre varios efectos de iluminacion
( Ite la pag. 1, n° 23) ios efé de iluminacié
B de LED.
(RGB_LED?2 de 4 contac- 2 Precaucion: Nunca instale el cable
tos) 12v de LED RGB con la orientaciéon
(consulte la pag. 1, n° 9) ! incorrecta ya que, de lo contrario,
el cable puede danarse.
*Consulte la pagina 33 para obtener
mas instrucciones sobre esta base de
conexiones.
Base de conexiones de GND La base de conexiones se usa para
LED direccionable conectar el alargador de LED direc-
(A_DDR_LEDI1 de 3 PO_ADDR cionable que permite a los usuarios
vout quep

contactos)

(consulte la pag. 1, n° 6)

elegir entre varios efectos de ilumi-
nacion LED.

Precaucion: Nunca instale el cable
de LED direccionable con la ori-
entacion incorrecta ya que, de lo
contrario, el cable puede dafarse.
*Consulte la pagina 34 para obtener
mds instrucciones sobre esta base de

conexiones.
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1 BBepeHne

Braropapnm Bac 3a mpuoGpeTeHue HaieXXHOI MaTepuHcKoit aTel ASRock B365M
Pro4, BbIITycKaeMoii TI0f; TOCTOSIHHBIM CTPOIMM KOHTposteM KoMmaunu ASRock. Sra
MaTepUHCKas I/1aTa 06ecreuBaeT BeMMKOJEIHYIO IPOM3BOSUTETbHOCTD 1 OTINYALTCA
HaJIe)KHOI KOHCTPYKIMeil B COOTBETCTBIUM ¢ TpeboBarmsamu komnanun ASRock B

OTHOUIIEHUMN Ka4yeCTBa U OJITOBEYHOCTI.

o npuuume 06HO67ICHUS XAPAKMEPUCINUK CUCINEMHOTL NAAMDbL U NPOZPAMMHO20
obecneuenus BIOS codepicumoe Hacmosuieii 00KymeHmauuu moxem 6bimb usmeHeHo 6e3
npedsapumenviozo yéedomnerus. IIpu usmereHu codepicumozo Hacmosauezo 00Kymenma
€20 06HO8/IEHHAS Bepcust Gydem docmynHa Ha ee6-catime ASRock 6es npedsapumensHozo
ysedomnenus. IIpu Heo6X00UMOCHIU MeXHU1eCKOl n000ePIKU, C6AZAHHOL C MAMEPUHCKOIL
naamotl, nocemume 8e6-caiim u HAlOUMe Ha Hem UHPOPMAULIO 0 MOOETIU UCNONb3YeMOIL
samu mamepunckoti nnamol. Ha e6-caiime ASRock maxice MOXHO Hailmu camblil
nocneonuti nepeuens noddepicusaemvix VGA-xapm u LTI

Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KomnnekT noctaBKu

¢ Marepurckas mwrata ASRock B365M Pro4 (popm-dakrop Micro ATX)

¢ Kparkoe pykoBogcTBO 110 ycraHoBke ASRock B365M Pro4

e JTuck c ITO mna ASRock B365M Pro4

e 2 kabesns nepepayn nanHbx Serial ATA (SATA) (mprobpeTtaoTcs OT/e/IbHO)
e 3 BUHTA A1 CIOTOB M.2 (IprobpeTaoTcs OT/e/IbHO)

e 1 crorika mis cokera M.2 (JOIOTHUTENIBHO)

e 1 9KpaH ITaHe/IN € IOPpTaMI BBOJa-BbIBO/IA
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1.2 TexHNYeCcKne XxapakTepucTuKku

Mnarpopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnotbl
pacwmpeHus

Tpaduueckan
nogcucTema

Dopm-daxrop Micro ATX

Cxema Ha OCHOBe TBEPAOTEIbHDIX KOHAEHCATOPOB

Topeprkka mporeccopos 8" u 9" mokonenns Intel* Core™
(Socket 1151)

Tonpep>xusatorcsa LITT momHOCTRIO 10 95 BT.

Digi Power design

Cucrema nutanus 8

IMoxnepxuBaetcs Texuonorus Intel® Turbo Boost 2.0

Intel® B365

JIByxKxaHanbHas namaTb DDR4

4 x rnesga DDR4 DIMM

I[MoppepxuBatoTcst MOy HeGydeprusoBaHHOI TAMITI
DDR4 2666/2400/2133 6e3 ECC.

IMoppeprxxa mopyrneit mamaTy ECC UDIMM (pa6ota B
pexnme, ormmasoM ot ECC)

Maxcumanphbiii 066em O3Y: 64 I'6

IMopneprxusaercst Intel” Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

ITo3omoveHHsle (15 MKM) KOHTaKThI c10TOB DIMM

2 PCI Express 3.0 x16 ruesy; (PCIE1/PCIE3:onHapHbIi
npu x16 (PCIE1); gBortroit mpu x16 (PCIEL) / x4 (PCIE3))

* Iopep>KMBaAIOTCA B KadeCTBe 3arpy304HbIX SSD-mcky Tuna
NVMe.

1 PCI Express 3.0 x1 ruesn (Flexible PCle)
Ioppepxka AMD Quad CrossFireX™ u CrossFireX™
1 cnot M.2 (o4 E) st mogynss WiFi/BT tuma 2230

Berpoennsiit Bupieoazantep Intel” UHD Graphics

u BbIXozibl VGA nopiiep>XK1BaloTCs TOTBKO IPI
ucnonbaoBaruu 111 co BCTpoeHHBIMMU rpaduaecKumMm
IPOLIECCOPAMIA.

HO]IUICP)KI/[BaeMbIe BCTPOEHHDBIE TEXHOIOI M Bmsyanmsaumm
Intel* UHD Graphics: Intel® Quick Sync Video ¢ momrocTBIO
anmapaTHbIM KopyposaHneml B popmarax AVC, MVC
(S3D) u MPEG-2, Intel® InTru™ 3D, Texnomnorus Intel®
Clear Video HD, Intel® Insider™, Intel* UHD Graphics
DirectX 12
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3ByK

LAN

MopTbl BBOga-
BblBOAA Ha
3agHeln naHenun

ITporpaMMHO-anmapaTHOe KOAMPOBaHIe-IeKOIIPOBaHIIe:
AVC/H.264, HEVC/H.265 8 6ut, HEVC/H.265 10 6ur,
VP8, VP9 8 6urt, VP9 10 61t (TOIBKO FEKOANPOBAHNE),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (T0o1bKO eKOAMpOBaHNE)

Tpu Bugeossrxopa: D-Sub, DVI-D u HDMI

TToppmepyxka pabOThI € TPeMsi MOHUTOPAMIL

TToapepxka HDMI 1.4 ¢ MakcuMaIbHBIM paspellieHneM o
4K x 2K (4096x2160) pu uactoTe 06HOBIeHM: 30 111
Toppepxusaerca DVI-D ¢ MakcuManbHbIM paspelieHeM
10 1920x1200 ripm 60 Ty

IoppepxuBaetcst D-Sub ¢ MakcuManbHbIM paspelieHnem
10 1920x1200 mpu 60 Iy

Toppepsxusatorcs Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ut/
nsert), xvYCC 1 HBR (High Bit Rate Audio) uepes

nopt HDMI 1.4 (tpe6yercs coorsercTylomuit HDMI-
MOHUTOP)

Ioppeprxka ¢pyukiyn HDCP 2.2 yepes noprst DVI-D n
HDMI 1.4

ITonpeprxka BoiBOfa Brzeo ¢ pasperuennem 4K Ultra HD
(UHD) na nopr HDMI 1.4

7.1-KaHa/IbHBIIT 3BYK BbICOKOI1 yeTKocT HD Audio ¢
3aIUTON JaHHBIX (ayAokozek Realtek ALC892)

*JIns HacTpoyiky 7.1-KaHaTbHOTO 3BYK BBICOKOI 9€TKOCTI

HD Audio ncnonb3yiiTe nepepHioo ayanonasens HD

M AKTUBUPYIiTe (YHKINMIO MHOTOKAaHAIbHOTO 3BYKa B
ayauoppaiisepe.

IMoppeprxka Premium Blu-ray Audio
3ammra oT IMepenajoB HAIPsXKeHNA B I/IEKTPUYECKOIL CeTI
Konpencaropsr ma ayauocucrem ELNA

Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6ut/c

Giga PHY Intel” 1219V

IMonpepxuBaeTcs npobysxpaenue o JIBC
MonHyesauTa 1 3aluTa OT 7eKTPOCTATUYECKIX
paspssoB

IMonpepxuBaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az
Toppepxusaercsa PXE

1 mopr PS/2 pys Mblm/KmaBuatypbl

1 mopt D-Sub

1 mopt DVI-D

1 mopr HDMI

2 nopra USB 2.0

1 ITopr USB 3.1 Genl tnn C (¢ 3amuToii ot
9NIEKTPOCTATUYECKUX Pa3psA/IOB)

4 mopros USB 3.1 Genl (c 3amuroii ot
97IEKTPOCTATUYECKIUX PA3PSAIOB)
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3anomMmuHalmowme
ycTponcTBa

Pazbembl

e 1 nopt JIBC RJ-45 ¢ nuankaropamu («AKTMBHOCTB/
Coegunenne» 1 «CKOpOCTb»)

e Pazwempr HD Audio: muneitubiit Bxox / pponTansusie AC /
MUKPOGOH

e 6 pazbeMoB SATA3 ¢ IIpoITyCKHOII CII0CO6HOCTBIO 6,0 [6/
¢, noguepxxka RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID
10, Texnonoruu Intel Rapid Storage 17), NCQ, AHCI
«TOPAYEro» HOKIIOYeHMs™

* Ecmn cnot M2_2 3anaT ycrpoiictBoM M.2 tuma SATA,
nuTtepderic SATA3_0 6yaeT OTK/IIOUEH.

e 1 cnor Ultra M.2 (M2_1), mopep>xusaetca MOgynb M.2
PCI Express tuma 2242/2260/2280 ¢ xmodom M 10 Bepcun
Gen3 x4 (32 ['6ut/c)**

e 1 cnor Ultra M.2 (M2_2), mopiep>XxuBaeTcsa MOJy/Ib
M.2 SATA3 tuma 2242/2260/2280/22110 ¢ npormycKHOI
croco6HoCTBIO 6,0 T'6/C 1 MOmymb M.2 PCI Express 0
Bepcnu Gen3 x4 (32 T'6/c) ¢ xmogom M.**

** [Topyiepkka TexHomoruu Intel® Optane™

** [lopmep>KBaOTCA B KaueCTBE 3arpy309HbIX SSD-/yckn
tua NVMe

** TlognepxuBaercst komiekT ASRock U.2

¢ 1 konogka COM-nopta

¢ 1 konogka TPM

* 1 KOJIOfKa C pagbeMaMM JaTuMKa BCKPBITIIA KOPITyca 1
IVHaMMKa

® 2 KOJIOIKM JI/Is TOAK/I0YeHs cBeTomnoaHoin RGB-
MTOJICBETKY

* TlonmepkyBaeTcs CBeTOAMOAHAA eHTa (MakcumyMm 12 B/3 A,
CYMMapHOJ MOIHOCTBIO 710 36 Br).

* | KOJIOfIKa aJipecyeMoii CBETOMOHOI ITOICBETKI

* TlopmepkuBaeTcs CBeTONMOAHAA TeHTa (MakcuMyMm 5 B/3 A,

CYMMapHOJ MOIHOCTBIO 710 15 Br).

* | pasbeM [yIA BeHTHIATOpA oxymakaenHus 111,
4-KOHTAKTHBIN

* PaszbeM IPOL[eCCOPHOIO BeHTU/IATOPA IIOAIEP)KIBAET

BEHTIIATOP C OTpeb/sieMbiM TOKOM He 6oree 1 A (12 Br).

e 1 pa3"beM T BeHT]/IJ'IHTOpa nimm BOJIFIHOil IIOMIIBI BOJISIHOTO
oxnakpennus 111 (4-KOHTaKTHBIIT) (CMapT-peryiiTop
CKOPOCTH BEHTHU/IATOPA)

* PasbeM 114 IIPOIIeCCOPHOTO KOPIYCHOTO BEHTU/IATOPA MK

BOJISIHOI ITOMITBI IIOJIiePXKVBAET BEHTUIATOP C IOTPe6/IsieMbIM

ToKOM He 6ornee 2 A (24 Br)

® 3 pasbeMbl /I KOPITYCHOTO BEHTUIATOPA UM BOJAHOM
IIOMIIBI (4-KOHTaKTHBIN) (CMapT-peryisaTop CKOPOCTI
BEHTIIATOPA)

* PasbeM i1 IPOIIeCCOPHOTO KOPIYCHOTO BEHTU/IATOPA MK

BOJISIHOI ITOMITBI IIOJIiePXKVBAET BEHTUIATOP C IOTPe6/IsieMbIM

ToKOM He 6omnee 2 A (24 Br).

* Ilna pazbemos CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_

FAN2/WP n CHA_FAN3/WP aBroMaTudecky onpefensaercsa

THII TIOAK/II0UEHHOTO BEHTU/IATOPA: 3- /N 4-KOHTaKTHBIIL.
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MapameTpbl o

BIOS

KoHTponb o

o6opypol

OnepayunoHHble .
cMcTembl
Ceptndukauus .

1 pasbem nuranud 12 B, 8-KOHTaKTHbI

1 aymuopasbeM JIIA TIepeHell TaHe

2 xonopku USB 2.0 (4 mopra USB 2.0) (c 3ammToit oT
9JIEKTPOCTATUYECKIX PA3PSLOB)

1 xononka USB 3.1 Genl (2 mopra USB 3.1 Genl)

(¢ 3ammMTOI OT 3MEKTPOCTATUYECKIX PA3PSLOB)

AMI UEFI Legal BIOS ¢ mopiep>XK0it MHOTOSI3bIYHOTO
rpaduyeckoro nHTepderica

Topaepskka GyHKimit 1pobyxaenns o craupapry ACPI 6.0
IMopnepxxa SMBIOS 2.7

Perynuposka manpsoxernit LITT, DRAM, PCH 1,0B, VCCSA,
VCCST

Kontponb Temneparypor: Bentunarop LI, Bentunarop
MM TIOMIIa BofsiHoro oxnaxkenns 1I1; Benrtunarop nnm
TIOMIIa BOZITHOTO OX/TaXKJeHA KOpITyca

Taxomerp: Bentunarop LII; Bentunarop mmy momma
BojsiHOrO oxnaxeHus LTI, BenrunAarop nan nomma
BOJISTHOTO OXJIAXK/JEHVIS KOPITyca

Becurymuas paboTa (¢ aBTOMAaTIYECKOIT PEeryaipoBKOit
CKOPOCTI/I Bpame}m;{ B 3aBMICIMOCTU OT TeMnepaTypr
LIIT): Bentunarop LIT; Bentunarop wim nomma BOAsHOIO
oxnaxzenn LIT; BeRTUIATOp My HoMIIa BOfIAHOTO
OXJTKTIeHNs KOPITyca

Perynuposka ckopocTtu Bpautenns: Bentunarop LIIT;
BenTunaTop way nomna BopAgHoro oxaaxaenns LIT;
BeHTHIATOP M/IM TIOMITa BOZITHOTO OX/TaXKeHII KOpPITyca
JTaTumK BCKPBITUA KOpITyca

Kontponb Hanpsixennit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Hanpsikenne
appa III, DRAM, PCH 1,0B, VCCSA, VCCST

Microsoft® Windows® 10 (64-paspsijgHast)

FCC, CE
CosmectumocTb ¢ ErP/EuP (Heobxomaum 610K MTaHU,
cooTtBeTcTBYIoumit crannapry ErP/EuP)

* C dononHumenvHotl uHgpopmaueil 06 U0enuU MOIHO 03HAKOMUMbCA HA 8eb-catime: http://www.asrock.com

A

Credyem yuumoleéamy, 4mo paseox npoyeccopa, 6Kkmo4as usmernenue Hacmpoex BIOS,
npumenenue mexronoeuu Untied Overclocking u ucnonv3osanue uHcmpymenmos paseona
He3ABUCUMbLX NPOU3B00UMenetl, CONpsisicer ¢ onpedeneHHbiM puckom. Paseon npoueccopa
MOJNCEr CHU3UMb CIABUBHOCIb CUCTEeMbL UL 0ajKe NPUBECTIU K NOBPENCOEHUI0 ee
KOMNOHEHMOB t ycmpoticme. Paszon npoyeccopa ocyuyecmensemcs nonv3o6amenem

Ha CO6CW!8€HHMI:I‘DL{CK u 3a co6cmaentulii cuem. Mol He Hecem OMBeMcmeeHHOCMb 34

603MONCHbLIL Yu4epO, 6bI36AHHDLLL PAS20HOM NPOLeCccopa.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBKa TIEpEMbBIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE II€PpEMBIYKI-KOIITadKa
Ha KOHTAKTBI IIEpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmu II€pEMbIYKa-KO/MNA4Y0K Ha KOHTAKTBI HE

YCTaHOBJIEHA, IEPEMBIUKA «PA3OMKHYTa».

" W

Short Open

ITepembruxa copoca

HacTpoek CMOS
(CLRMOSI)
(cMm. cTp. 1, Ne 24)

2-KOHTaKTHasA IIepeMblYKa

CLRMOSI ncronbayercs s yganenus ganasix CMOS. Yto6br copocuts 1
OOHY/IUTD MTApaMeTPhbl CUCTEMbI Ha HACTPONKY 110 YMOTYAHMIO, BBIK/TIOUNTE
KOMIIBIOTEp 1 U3BJIEKUTE OTK/TIOUNTE Kabe/Ib MNTAHNA OT MCTOUHMKA INTAHNA.
BooxnTe 15 CeKyH/T M HAaKMIHOI IIepeMBIYKON 3aMKHITE KOHTAKThI pasbeMa
CLRMOSI Ha 5 cexynp. He copaceiBarite Hactpoitku CMOS cpasy mocie
o6nosnenns BIOS. ITpn Heobxomumoctu copocuts HacTpoiikn CMOS cpasy mocie
o6HoBenns BIOS cHavasa mepesarpysure CUCTEMY, @ 3aTeM BBIK/TIOUMTE KOMIIBIOTED
neper; copocom Hactpoek CMOS. YuTute, 4To Mapob, Aara, BpeMs 1 npoduib
TIO/Tb30BATE/IA IO YMOTYaHIIO COPACBIBAIOTCA TONLKO B TOM CITydae, eC/i M3BJIeyb
6arapeto CMOS. ITocne c6poca nactpoek CMOS He 3a0y/bTe CHATh HAKUAHYIO

TIepeMBIuKY.

C6poc nacmpoex CMOS moxcem npusecmu k onpedesieHuio 8ckpvimuio kopnyca. Ymo6o
06HyUMb 3aNUCH NPedblOyULe20 0NPedesIeHUS 6CKPLLMUS KOPRYCA, UCNOMb3YTime
napamemp Clear Status (O6nyaums cocmosnue) BIOS.
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1.4 Konoakmun Pa3beMbl, PaCNONOXKEHHbIE Ha CNCTEMHON
nnare

Pacnonoxcerivle Ha cucmemHoil naame Koi00Ku Mpa3'b€Mbl HE senawomcs nepeMmeaMu.
HE ycmanaenueaiime Ha smu KonoOKU U pasvembl NepembluKi-KONNauku. Yemanoska

nepemvl4eK-KonInaukos Ha Imu KO7100KU U pa3vembl MOJHceM 8bl36aMy HeYCMParHumoe
HD@PEJMBGHMB CUCMEeMHOLL NAamabl.

Konopxa cucremuoit
MaHem

(9-xonrakrHas, PANELI)
(cm. cp. 1,Ne 15)

IMopkmr0unTE PacIoNnoKeHHbIE
Ha KOPITyCe BbIK/TI0YaTe/lb
MUTaHMs, KHOIKY Iepe3arpysku
Y VIHIMKATOP COCTOSHMUA
CUCTEMBI K 3TOI KOMOKe B
COOTBETCTBUU C pacIpefieneHreM

HDLED-
HDLED+ KOHTAKTOB, IIPMBENEHHDIM HIDKE.

Ilepen nopxoueHneM Kabereit
OIIpefe/nTe MOIOKUTETbHDLI 1
OTpUILATEIbHBII KOHTAKTBL.

PWRBTN (xnonxa numanus):
TlodknioueHue KHONKU NUMAHUS, PACNOTIONEHHOTI Ha nepedHeil naxenu Kopnyca. MoxHo

Hucmpoumb nupﬂbux BbIK/TIOYEHUSA CUCIEMbL C UCNOTb3 KHONKU (A,

RESET (xnonka nepezazpysxu):

TTooxniouenue KHONKU nepe3azpy3ku CUcmembl, PACNONIONEHHOIL HA nepedHell naHeau Kopnyca.
Haxcvume kHonky nepesazpysku, 4mo0vl nepe3anycmums KoMnviomep, eciid OH 3a6UC U
HOPMATIbHDLLL 3ANYCK HEBO3MOMNEH.

PLED (c 0 i UHOUKAMOop cucmemvt):

TTooxnioueHue UHOUKAMOPA COCMOAHUS, PACHONIONEHHO20 HA nepedHell naHeau Kopnyca.
Ceemoduodnvlii unouxamop 2opum, k020a cucmema pabomaem. Kozda cucmema naxooumcs
6 pexcume oscudanus S1/83, ceemoouod muzeaem. Kozda cucmema HaxoOUmcs 6 pexcume
oxcudanus S4 unu eviknouena (S5), ceemoouod He 2opum.

HDLED (¢ 7 JHecmK020 OucKa):

P P

TTooxniouenue c6emoouo0H020 UHOUKAMOPA PAGOMbL HeCHKO020 OUCKA, PACHIONIONEHHO20 HA
nepeoreti nanenu. CeemoouoOHvlil UHOUKAMOP 20pUM, K020 HeCMKULil OUCK BbINONIHSEM.
CHUMbIBAHUE UMY 3NUCL OAHHDIX.

Ilepednas nanenv mosxcem Gbimp pasHoli HA PA3HBLX KOPHYCAX. B 0cHOBHOM nepeonss natens
8K7I0UACIN 8 C0SI KHONKY NUMAHUS, KHONKY nepe3azpy3Kil, C8emo0u00Hblil UHOUKAMOP
NUMAHUS, C6emo0U00HbLI UHOUKAMOP PAOOMbL JecmKo20 Oucka, Ounamux u m. 0. Ipu
NOOK0HeHUY nepedHeil naHenu K 3moii Kono0Ke npasunvHo nOOKI0HaAllme nposooa Kk

KOHmaxkmam.

Konopxa ¢ paspemMamn SPEAKER ITpennasHaueHa i
TIATYMKA BCKPBITIA DU;JyMY TIONK/TIOYEH S TaTYMKa
Kopnyca U INHAMMKa +5I\/ BCKprTI/If[ Kopr[yca n
(7-KOHTaKTHBII, [e)[e)[e)[e) KOPITYCHOTO JIHAMMKa.
SPK_CI1) LQIQIQ
(cm. ctp. 1, Ne 14) SIGNAL |

GND

DUMMY
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Paszbemsr Serial ATA3
(SATA3_0:

cm. cTp. 1, Ne 16)
(SATA3_1:

cm. cTp. 1, Ne 17)
(SATA3_2:

cm. cTp.1,Ne 10)
(SATA3_3:

cm. cTp.1,Ne 11)
(SATA3_4:

cm. cTp.1,Ne 13)
(SATA3_5:

cm. cTp.1,Ne 12)

il
(0

SATA3_1 SATA3_0

SATA3_4 SATA3_2

SATA3_5 SATA3_3

OT LIecTh pa3beMoB

SATA3 nmpepgHa3Ha4YeHBI /L
nogkaouenns kabeneit SATA
BHYTPEHHIX 3aIIOMVHAIONINX
YCTPOVICTB /LA TIepefaun
IaHHBIX CO CKOPOCTBIO IO

6,0 T6/c.

Ecnu cmor M2_2 3aHaT
ycTpoiictBoM M.2 Tuna SATA,
nurepdeiic SATA3_0 6yzmer

OTKJ/TIOYEH.

Komogku USB 2.0

(9-xonTakTHas, USB3_4)

oM. cTp. 1, Ne 19)

(
(9-xonTakTHasa, USB5_6)
(

cm. cTp. 1, Ne 18)

USB_PWR
-

Ha matepuHckoit nare
MIMeeTCA OffHa KO/oAKa. ITa
komnoznka USB 2.0 mosker

IIoAIEp>KNBATDh iBa IOPTa.

Komogku USB 3.1 Genl
(19-KOoHTaKTHas,
USB3_5_6)

(em. ctp. 1, Ne 8)

Vbus

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

GND

GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+

Ha matepunckoit miaTe
VIMEETCsI OJfHa KOJIOfIKA.
Ira xonogka USB 3.1 Genl

IIoANEp KNBAET ABa IIOPTa.

AyZIMoKONo/iKa nepegHent

TaHem
(9-KOHTaKTOB,
HD_AUDIO1)
(em. cTp. 1, Ne 26)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

‘ | OUT_RET

ol o
| (o] (el (o] [e] [e]
[ Tourz2 1
J_SENSE
ouT_R
MIC2 R
Mic2_L

ITa KoMojKa
MpefiHa3HaYeHa
VIS TIOJK/TIOYeH s
AyANOYCTPOJICTB K

TiepeTHelt ay/[ioTaHesI.
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1. Ayduocucmema 8viC0K020 paspeuierus noddepicusaem GyHKYUI0 pacno3Hasanus
pasvema, Ho 07151 € NPABUILHOIL PAGOMbL HE06X00UMO, HMoGbL NPOBOO NAHen Kopnyca
noddepicuean nepeoauy cuenanos HDA. VIncmpykuuu no ycmaHnoeke CUcmemvl CM. 6
amom pyKkogodcmee u pyKosoocmee Ha KOPRyc.

2. IIpu ucnonv3zosanuu ayouonanenu AC'97 nodxno4ume ee Kk ayouoxkonooxe nepeorei
namenu, KAk ykazaxo oasee:

A. ITooknouume Mic_IN (MIC) xk MIC2_L.

B. Iooxmouume Audio_R (RIN) x OUT2_R, Audio_L (LIN) xk OUT2_L.

C. ITookniouume nposod 3azemnenus (GND) k konmaxmy 3azemnenuss (GND).

D. Konmaxmovt MIC_RET u OUT_RET ucnonvsytomcst monvko onsg ayouonaHenu
8b1c0K020 paspeutenus. ITpu ucnonvzosanuu ayouonarenu AC97 ux noOkmouams He
HYJHcHO.

E. Ymo6vt akmusuposamv nepednuii MUkpoox, nepeiioume Ha exnaoxy FrontMic
nawenu ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume
(Ipomrocmy 3anucu).

Pasbembr i IlaHHas cCTeMHAs
BEHTHU/IATOPA VIV TIOMITBI TIaTa OCHalleHa TPeMs
BOISTHOTO OX/TaXK/IE€H ST 4-KOHTaKTHBIMU pa3beMaMu
KopIIyca TSI CUCTEMBI BOJISTHOTO

GND

(4-KOHTAKTHBI OXJIKJIEHM ST KOpITyca.

1

2 FAN_VOLTAGE
CHA_FAN1/WP) 3 FAN_SPEED 3-KOHTAKTHYIO CUCTEMY

4 FAN_SPEED_CONTROL
(em. cp. 1,Ne 27) BOJITHOTO OX/TQKeH s

KOPpITyca CTIefiyeT MOfIK/II0YaTh

(4-KOHTaKTHBII 4321 K KOHTaKTaM 1-3.
CHA_FAN2/WP)
(em. cTp. 1,Ne 20) FAN_SPEED_CONTROL

. CHA_FAN_SPEED
(4-KOHTaKTHBII FAN_VOLTAGE

CHA_FAN3/WP) GND
(cm. cp. 1,Ne 21)

PasbeMm BeHTHIATOPA ITa MaTepuHCKas IJIaTa CHabKeHa
OXJIOKJIeHNA ITpolieccopa 4-KOHTaKTHBIM Pa3beMOM IS
(4-xonrakra, CPU_FANI1) MaJIOUIyMSAIIEro BEHTU/IATOPA
(cm. cTp. 1,Ne 2) FAN_VOLTAGE FAN-SPEED LITI. Ecru BBI cobupaeTrech

FAN_SPEED_CONTROL
TIOAK/TIOYNTD 3-KOHTAKTHBIN

BEHTWIATOP OXJTAKAECHNA

e TIPOLeCCopa, MOAKIII0YANTE eTo K
KOHTaKTaMm 1-3.

PaspeMm A1 BeHTHIATOPA JlaHHasA MaTepunHCKasA IIaTa
VTV TIOMITBI BOZISTHOTO FAN_SPEED ocHaleHa 4-KOHTaKTHBIM
oxnaxenns 11T FANVOLTAGE - 5| |FAN_SPEED_cONTROL  PA3'BeMOM JI/Isl CUCTEMbI BOJSHOTO
(4-KOHTAKTHBI oxyaxxzienus LII. 3-KoHTaKTHYIO
CPU_FAN2/WP) T2 5 4 CUCTeMY BOJITHOTO OX/IaXK/[€HS
(cm. cTp. 1,Ne 5) LITT crepyeT OAKITIOYATD K

KOHTakKTam 1-3.
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Pazpem nuranusa ATX Ora MaTepUHCKas I1aTa
(24-xoHTaKTa,
ATXPWRI1)

(em. cp. 1, Ne 7)

OCHalleHa 24-KOHTAaKTHBIM
pasbemoM nuranusa ATX.
Yro6bl UCIIONB30BATH

20-KOHTaKTHBIN pasbeM

muTanus ATX, nogkiaodnrte
€ro BJ0/Ib KOHTAaKTa 1 1

KOHTaKTa 13.

Pazpem murtaHus

Ora MaTepMHCKasl I1aTa

ATX 12 B D000 cHab)KeHa 8-KOHTaKTHBIM
(8-xonTakToB, ATX12V1) 4

(em. cp. 1, Ne 1) 12B. YT06bI NCIIONB30BAThH

1 paspemom muranua ATX

4-KOHTaKTHBIIT pa3beM
murtanus ATX, mogkio4dnTte

€T0 BOO/Ib KOHTaKTa 1u

KOHTAaKTa 5.
RRXD1
Konogka DDTR#1 Konogka COM1
DDSR#1
TIOC/Ief{OBATENLHOTO OPTa CCTS#1 TIOifiep)KVBAET MOAK/TIOUEHNe

(9-konTakTHass, COM1) MOJy7IA TIOCTIef;OBATENLHOTO

(cm. cTp. 25, Ne 1) RRI#1 rnopra.
RRTS#1
TTXD1
DDCD#1
Konogka TPM 10T pasbeM obecreunBaeT
(17-xonTakros, TPMS1) o8 8.3 2 g E HnonpepKKy cucremst Trusted
Z = < ™m <O x O
[CRR U -

(em. cTp. 1, Ne 22) Platform Module (TPM), koTopas
croco6Ha 06ecreYnTh HaleXKHOe

XpaHeHue Ko4ell, 1nppOBbIX

GND
SERIRQ #
S_PWRDWN #

GND
LAD1
LAD2

SMB_DATA_MAIN
anos

ceptuduKaToB, maposer 1

SMB_CLK_MAIN

nmanHbix. Cucrema TPM Takoke

TIOBBILIAET YPOBEHD CETEBOIA
6€30MacHOCTH, 3alUIaeT

11 poBbIe NACHTUPUKATOPDI
1 obecrednBaeT 1eI0CTHOCT

T1aTHOPMBI.
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Konogku s

Kononka RGB-nojcBeTkn

MOJIK/TI0OYEH NS 12V G R B CITY>KUT IS TIOAK/TIOYeHs
CBETOIMOHOT VIUIMHUTEIBHOTO Kabers
RGB-noncBeTkm. cBeToguonuoit RGB-moncBeTkn,
(4-koHTaKTHas, B KOTOpasi IO3BOJIAET peamn3oBaTh
RGB_LED1) pasin4Hble CBeTOBbIE 3P (EKTHI.
(M. cTp. 1, Ne 23) 12v Buumanne! Kareropmyeckn
! 3ampenaeTcsa NOFKII0YATh
(4-koHTaKTHAsA, Kabenb cBerommogHoit RGB-
RGB_LED2) TOJICBETKM C HapyIIeHNeM
(M. cTp. 1, Ne 9) TOIAPHOCTH, TaK KaK 3TO MOXKET
TIPUBECTH K €r0 HOBPEeXKIEHIIO.
* IlomonHMTEIbHBIE CBEfleHUs 00
VICTIOJIb30BAHVM STON KOTIOJKI
CM. Ha cTp. 33.
KOJIOZKa afipecyeMoit GND ITa KOOAKa CITY>KUT IJIA
CBETOJMOJHOI TIOfICBETKM TIOZIK/TIOYEHNSA YIIMHUTETBHOTO
(3-KoHTaKTHAs, SgaiDDR Kabesist azipecyemMoit

A_DDR_LEDI)
(em. ctp. 1, Ne 6)

CBETOVIOMIHOII TTO/ICBETKIL,
KOTOpas O3BOJIAET pealn3oBaTh
pasin4dHble CBeTOBBIE 3 (EKTHI.
Buumanmne! Kareropmueckn
3ampenaeTcsa NOJKIIYATh
Kabernp agpecyemoit
CBETOJVIOTHOVI IIOJCBETKI C
HapylIeHNeM HOAPHOCTIH, TaK
KaK 3TO MO>KeT IPUBECTH K €TOo
TIOBPEX/eHNIO.

* JIONIONTHATENIbHBIE CBENEHUS 00
VICTIONTb30BaHUY 3TOJ KOJIOJKI

CM. Ha cTp. 34.
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock B365M Pro4, uma confiavel placa mae

ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal

oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

S

Como as especificagoes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o
contetido desta documentagdo estard sujeito a alteragdes sem aviso prévio. Caso ocorram
modificagdes a esta doc tagdo, a versao atualizada estard disponivel no site da ASRock
sem aviso prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite
0 nosso site para obter informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé
também poderd encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da
ASRock. Site da ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

e Placa-mie ASRock B365M Pro4 (Micro ATX Form Factor)
¢ Guia de Instalagdo Répida da ASRock B365M Pro4

e CD de Suporte ASRock B365M Pro4

e 2x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

¢ 3 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

¢ 1 x Porca autbnoma sextavada para Soquete M.2 (Opcional)
e 1x Painel de E/S

91



92

1.2 Especificagdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de ex-
pansao

Graficos

Micro ATX Form Factor

Design de condensador sélido

Suporta 8 Ger. e 9" Geraio de Processadores Intel® Core™
(Soquete 1151)

Suporta CPU até 95W

Digi Power design

Design com 8 fases de alimentagao

Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

Intel® B365

Tecnologia de memdria DDR4 de dois canais

4 x Slots DIMM DDR4

Suporta memoria DDR4 2666/2400/2133, nao ECC, sem
memoria intermédia

Suporta médulos de memoria ECC UDIMM (opera em modo
nao-ECC)

Capacidade maxima da memdria do sistema: 64GB

Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel”
Contato em Ouro 15y nos slots DIMM

2 Slots PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE3:tinico em x16
(PCIE1); duplo em x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagdao

1 x Slot PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)
Suporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX ™
1 x soquete M.2 (Chave E), suporta Modulo tipo 2230 WiFi/BT

Os graficos incorporados Intel” UHD e as saidas VGA s6
podem ser suportados com processadores com GPU integrada.
Suporta graficos incorporados Intel® UHD: Intel® Quick Sync
Video com AVC, MVC (S3D) e MPEG-2 Full HW Encodel,
Intel® InTru™ 3D, Tecnologia Intel® Clear Video HD, Intel®
Insider™, Graficos Intel® UHD

DirectX 12
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¢ HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/
H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decodificar apenas),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decodificar apenas)

o Trés op¢oes de saida de graficos: D-Sub, DVI-D e HDMI

e Suporta configuragao com trés monitores

e Suporta HDMI 1.4 com resolugdo max. até 4K x 2K (4096x2160)
@ 30Hz

e Suporta DVI-D com resolu¢do méaxima de até 1920x1200 @
60Hz

e Suporta D-Sub com resolugiao maxima de até 1920x1200 @
60Hz

e Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 1.4 (E
necessario um monitor compativel com HDMI)

e Suporta HDCP 2.2 com Portas DVI-D e HDMI 1.4

¢ Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com Porta HDMI 1.4

Audio  Audio HD de 7.1 canais com protegio de contetdo (Codec de
4udio Realtek ALC892)

*Para configurar Audio 7.1 CH HD, é necessério usar um médulo
de dudio de painel frontal HD e habilitar o recurso de dudio multi-
canal pelo driver de dudio.

e Suporte audio Blu-ray superior

¢ Suporta Protegdo de Sobretensiao

e Fones de Audio ELNA

LAN * LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s
e Giga PHY Intel® 1219V
e Suporta Wake-On-LAN
e Oferece Suporte a Protegio de Relampago/ESD
e Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Suporta PXE

E/S do painel ¢ 1x Porta PS/2 para mouse/teclado
posterior e 1x Porta D-Sub
e 1x Porta DVI-D
e 1x Porta HDMI
e 2x Portas USB 2.0
e 1xPorta USB 3.1 Genl Tipo C (Suporta Protecao ESD)
e 4x Portas USB 3.1 Genl (Suporta Prote¢ao ESD)

93



94

Armazena-
mento

Conector

e 1x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)
o Fichas de audio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /

Microfone

¢ 6x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte RAID (RAID 0, RAID 1,
RAID 5, RAID 10, Tecnologia de Armazenamento Répido Intel®
17), NCQ, AHCI e Conexao a Quente*

*Se M2_2 ¢é ocupado por um dispositivo tipo M2 SATA, SATA3_0
sera desativado.

¢ 1 xsoquete M.2 Ultra (M2_1), suporta chave M tipo
2242/2260/2280 moédulo M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s)
*%

¢ 1 x Soquete Ultra M.2 (M2_2), suporta Chave M tipo
2242/2260/2280/22110 mddulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s e mddulo
M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Suporta a tecnologia Intel® Optane™
** Suporta NVMe SSD como discos de inicializagao
** Suporta Kit ASRock U.2

e 1 x Suporte porta COM
¢ 1 x Plataforma TPM
¢ 1 x Intrusao do Chassi e Cabecote de Autofalante
¢ 2 x Cabegotes de LED RGB
* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36W
¢ 1x Plataforma de LED Ajustéavel
* Suporta no total até 5V/3A, Tira de LED de 15W
¢ 1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimentagdo maxima 1A do ventilador (12W).
¢ 1 x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteli-
gente)
* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a agua de 2A maximo (24W) poténcia do
ventilador.
¢ 3 x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteli-
gente)
* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a d4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP e CHA_
FAN3/WP podem detectar automaticamente se ventoinha de 3 pinos
ou 4 pinos esta em uso.
¢ 1 x Conector alimentagao ATX 24 pinos



¢ 1x Conector de energia 8-pinos 12V

¢ 1 x Conector de dudio do painel frontal

e 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta
Protegdo ESD)

e 1 x Plataforma USB 3.1 Genl1 (Suporta 2 portas USB 3.1 Gen1)
(Suporta Protegao ESD)

Fungoes da e AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI

BIOS

e ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar
e Suporte SMBIOS 2.7
e CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST Multi ajuste de

tensdo

Monitor de ¢ Sensor de Temperatura: CPU, CPU/Bomba de dgua, Chassis/

hardware Ventoinhas da bomba de dgua

SO

e Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de dgua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de 4gua

¢ Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de agua,
Chassis/Ventoinhas da bomba de agua

* Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
agua, Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua

e Detecgdo de ABERTURA da CAIXA

* Monitoramento da tensdo: +12V; +5V; +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST

¢ Microsoft® Windows® 10 64-bit

Certificacoes o RCC,CE

¢ Preparada para ErP/EuP (é necessdria uma fonte de alimen-

tacdo preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagées detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

A

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste

das definicoes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de
ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do
sistema ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser
realizado por sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados
pelo overclocking.

B365M Pro4
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sao configurados. Quando a tampa do
jumper ¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se ndo for colocada uma tampa de

jumper nos pinos, o jumper é "Aberto".

" W

Short Open

Apagar o Jumper CMOS

(CLRMOS1) .
(ver p.1, No 24) Jumper de 2 pinos

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue

a tomada da alimentagao. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper
para fazer curto dos pinos no CLRMOSI por 5 segundos. No entanto, nao apague o
CMOS logo ap6s ter realizado a atualizagdo da BIOS. Se vocé precisar apagar o CMOS
logo apds ter terminado uma atualizagao da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e
voltar a encerra-lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora
e perfil padrdo do usudrio serdo apagados so se a bateria CMOS for removida. Por

favor, ndo se esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS.

Q Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a opgio do BIOS
"Limpar estado" para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird
causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de sistema PLED+ Ligue o botdo de alimentagao,
(PAINEL1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.° 15)

ED-

PWRBTN# o botdo de reinicializa¢ao e o
indicador do estado do sistema
no chassi deste suporte, de

acordo com a descri¢ao abaixo.

HDLED- . s
HDLED+ Observe os pinos positivos e

negativos antes de conectar os
cabos.

PWRBTN (Botio de alimentagdo):
Q Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para

desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botao de reinicializagio):
Conecte o botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botao de reiniciali-
zagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagio no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensio S1/83. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensao $4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializa¢do, um LED
de alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu
médulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos cor-
respondem de forma correta.

Intrusdo do Chassi e Cabegote DEL‘JT\AESEER Conecte a instrusdo do chassi
de Autofalante DUMN|IY | e autofalante do chassi a este
+5V
(SPK_CI1 de 7 pinos) CI) el[e)[6) cabecote.
(ver p.1,N.0 14) 1
|
SIGNAL |
GND
DUMMY
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Conectores série ATA3
(SATA3_0:

ver p.1, N.° 16)
(SATA3_1:

ver p.1, N.° 17)
(SATA3_2:

ver p.1, N.° 10)
(SATA3_3:

ver p.1, N.o 11)
(SATA3_4:

ver p.1, N.° 13)
(SATA3_5:

ver p.1, N.° 12)

| m I
| E I
SATA3_1 SATA3 0

SATA3_4 SATA3_2

SATA3_5 SATA3_3

Estes seis conectores SATA3
suportam cabos de dados
SATA para dispositivos de
armazenamento interno com
uma taxa de transferéncia de
dados de até 6,0 Gb/s.

Se M2_2 é ocupado por um
dispositivo tipo M2 SATA,
SATA3_0 sera desativado.

Plataformas USB 2.0
(USB3_4 de 9 pinos)
(ver p.1,N.219)
(USB5_6 de 9 pinos)
(ver p.1,N.2 18)

USB_PWR
-

Hé um cabegote nesta placa-
mae. Cada suporte USB 2.0

pode ter duas portas.

Plataforma USB 3.1 Genl

Vbus

Hé um cabegote nesta placa-

Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_5_6 de 19 pinos) IntA_PA_SSRX- A PeSsRX: mae. Este suporte USB 3.1
IntA_PA_SSRX+ GND
o GND IntA_PB_SSTX-
(ver p.1,N.°8) g e, Genl pode suportar duas
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D- portas.
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
A 1 1 GND 1 - b
Suporte de audio do painel D ESENCE# Este suporte destina-se a
MIC_RET - . -
frontal ‘ ‘OULRET conexdo dos dispositivos
(HD_AUDIOL1 de 9 pinos) o 1o de dudio no painel de
1[o]o s
(ver p.1,N.2 26) QL C‘) 4udio frontal.
[ Tourz.t
J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R
MIC2_L
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1. O Audio de alta defini¢do suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi
Q deverd suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugoes no nosso
manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.
2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o0 no terminal de dudio do painel frontal de
acordo com 0s passos abaixo:
A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte o Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé nio precisa
ligd-los ao painel de dudio AC’97.
E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle

Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.

Chassis / Conectores da oND Esta placa mae fornece trés

;
2 FAN_VOLTAGE
3 FAN_SPEED

4 ran_speeo_controL  refrigeragdo a agua de 4 pinos.

ventoinha de bomba de 4gua conectores do chassi de
(CHA_FAN1/WP de 4 pinos)
(ver p.1,N.227) Se vocé pretende conectar um

4321 ventilador de refrigeragdo a

(CHA_FAN2/WP de 4 pinos) agua de chassis de 3 pinos, por
(ver p.1, N.° 20) FAN_SPEED_CONTROL favor, conecte-o ao Pino 1-3.
(CHA_FAN3/WP de 4 pinos) oL TAGE

(ver p.1, N.° 21) ene

Conector da Ventoinha da Esta placa mae inclui um

CPU FAN_VOLTAGE g conector de ventilador da CPU
GND FAN_SPEED_CONTROL

(CPU_FANI1 de 4 pinos) (Ventilador silencioso) de 4

(ver p.1,N.22) — s pinos. Se vocé pretende conec-

tar um ventilador da CPU de 3

pinos, por favor, conecte-o ao

Pino 1-3.
Conector da ventoinha de Esta placa mée inclui um conec-
bomba de dgua/CPU tor de ventilador da CPU de
(CPU_FAN2/WP de 4 pinos) refrigeracdo a dgua de 4 pinos.
p FAN_SPEED g n (; g p
(ver p.1,N.° 5) FAN_VOLTAGE Se vocé pretende conectar um

GND FAN_SPEED_CONTROL
ventilador de refrigeragio a dgua

— da CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.
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Conector de alimentagio
ATX

(ATXPWRI1 de 24 pinos)
(ver p.1,N.27)

Esta placa-mée inclui um
conector de alimentagdo ATX
de 24 pinos. Para utilizar uma
fonte de alimentacdo ATX de

20 pinos, introduza-a no Pino

1 e Pino 13.
Conector de alimentagdo de 8 5 Esta placa-maée inclui um
12V ATX %%%% conector de alimentagdo de
(ATX12V1 de 8 pinos) ; d 12V ATX de 8 pinos. Para uti-
(ver p.1,N.o 1) lizar uma fonte de alimenta¢do

ATX de 4 pinos, introduza-a

no Pino 1 e Pino 5.

Suporte da porta serial R TR Este suporte COM1 recebe
(COML1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 25)

um modulo da porta serial.

TTXDA
DDCD#1
Suporte TPM - owox Este conector suporta um sistema
ow g8.3&s3C
TPMS1 de 17 pinos g7 SES9EQ com Modulo de Plataforma Con-
P

(ver p.1,N.222) 1 fiavel (TPM), que pode armazenar
com seguranga chaves, certifica-

dos digitais, senhas e dados. Um

LAD1

LAD2
SMB_DATA_MAIN
anNo

SERIRQ #
SMB_CLK_MAIN

S_PWRDWN #

sistema TPM também ajuda a

melhorar a seguranca de rede, a
proteger identidades digitais e a
garantir a integridade da plata-

forma.

100



B365M Pro4

Cabecotes de LED RGB Cabegote RGB ¢ usado para
(RGB_LEDI1 de 4 pinos) 12VG R B conectar o cabo de extensio
(ver p.1,N.°23) de LED RGB que permite aos
usudrios escolher entre vérios efei-
(RGB_LED2 de 4 pinos) B tos de iluminagdo LED.
(ver p.1,N.29) 2 Atengao: Nunca instale o cabo
12v RGB LED na orientag¢ao errada;
! caso contrario, o cabo pode ser
danificado.
* Consulte a pagina 33 para obter
mais informagdes sobre esta plata-
forma.
Plataforma de LED Ajustavel oD Esta plataforma é usada para
(A_DDR_LEDI de 3 pinos) conectar caboi de extensio
(ver p.1, N.° 6) 32;’:'3'3'? Ajustavel de LED que permite aos

usuarios escolher entre vérios efei-
tos de iluminagdo de LED.
Atengao: Nunca instale o cabo de
LED Ajustavel na orientagio er-
rada, caso contrario o cabo pode
ser danificado.

* Consulte a pagina 34 para obter
mais informagdes sobre esta plata-

forma.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gtéwnej ASRock B365M Pro4, niezawodnej

plyty gléwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock,
rygorystyczng kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng
konstrukeje, spelniajaca zobowiazanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o

wysokiej jakosci i wytrzymatosci.

Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogq zostac zaktualizowane,
Q zawartos¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia. W przypadku jak-

ichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie

internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wy jest pomoc techniczna

w odniesieniu do tej plyty glownej, nalezy odwiedzi¢ strong internetowg w celu uzyskania
specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna
takze pobrac liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

* Plyta gléwna ASRock B365M Pro4 (Wspotczynnik ksztattu Micro ATX)
e Skrécona instrukcja instalacji ASRock B365M Pro4

e Pomocnicza ptyta CD ASRock B365M Pro4

o 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

¢ 3 x$ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

¢ 1 x gniazdo wsporcze dla wtyczki M.2 (Opcjonalne)

¢ 1x ostona panelu Wejécia/Wyjscia



B365M Pro4

1.2 Specyfikacje

Platforma e Wspolczynnik ksztattu Micro ATX

¢ Konstrukcja kondensatorami statymi

CPU e Obstuga 819 generacji procesoréw Intel® Core™
(Socket 1151)
e Obstuga CPU do 95W
* Digi Power design
e Sekcja zasilania 8 Power Phase Design
¢ Obstuga technologii Intel® Turbo Boost 2.0

Chipset ¢ Intel® B365

Pamiec * Technologia pamieci Dual Channel DDR4

* 4x gniazda DDR4 DIMM

* Obstuga pamieci DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, pamiec¢
niebuforowana

¢ Obstuga moduléw pamieci ECC UDIMM (dzialanie w
trybie non-ECC)

e Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 64GB

¢ Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

e 15 pozlacane styki w gniazdach DIMM

Gniazdo rozsz- e 2 x gniazda PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE3:
erzenia pojedyncze w x16 (PCIE1); podwdjne w x16 (PCIE1) / x4
(PCIE3))

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
¢ 1x gniazdo PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)
o Obstuga AMD Quad CrossFireX™ i CrossFireX"
e 1x gniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT typu
2230

Grafika * Wbudowana grafika Intel® UHD i wyjscia VGA s
obstugiwane wylacznie z procesorami, ktére majg
zintegrowane GPU.

e Obstuga wbudowanej grafiki Intel” UHD: Intel® Quick Sync
Video z AVC, MVC (S3D) i MPEG-2 Full HW Encodel,
Intel® InTru"™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel®
Insider™, grafika Intel®* UHD

e DirectX 12
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Audio

LAN

Tylny panel
Wejscia/Wyjscia

Kodowanie/dekodowanie HWA: AVC/H.264, HEVC/
H.265 8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-
bit (tylko dekodowanie), MPEG2, MJPEG, VC-1 (tylko
dekodowanie)

Opcje trzech wyjé¢ graficznych: D-Sub, DVI-D i HDMI
Obstuga trzech monitoréw

Obstuga HDMI 1.4 z maks. rozdzielczoécig do 4K x 2K
(4096x2160) przy 30Hz

Obstuga DVI-D z maks. rozdzielczoscig do 1920x1200
przy 60Hz

Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczoécig do 1920x1200 przy
60Hz

Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR
(High Bit Rate Audio) z portami HDMI 1.4 (Wymagany
monitor zgodny z HDMI)

Obstuga HDCP 2.2 z portami DVI-D i HDMI 1.4

Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portem
HDMI 1.4

Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem tresci (Kodek audio
Realtek ALC892)

* Aby skonfigurowa¢ dzwiek 7.1 CH HD wymagane jest uzycie

modutu panelu czotowego HD i wlaczenie funkcji dzwigku

wielokanalowego za posrednictwem sterownika audio.

Obstuga audio Blu-ray Premium
Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami
Nasadki audio ELNA

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel” 1219V

Obstuga Wake-On-LAN

Obsluga zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferyc-
znymi/ESD

Obsluga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

1 x port myszy/klawiatury PS/2

1 x port D-Sub

1 x port DVI-D

1 x port HDMI

2 x porty USB 2.0

1 x port USB 3.1 Genl typu C (obstuguje zabezpieczenia
ESD)

4 x porty USB 3.1 Genl (Obstuga zabezpieczenia ESD)
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Przechowywanie

Ziacze

e 1xport LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED
SPEED)

¢ Gniazda audio HD: Wejécie liniowe / Glosnik przedni /
Mikrofon

* 6 xzlacza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga (RAID 0, RAID 1,
RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17),
NCQ, AHCI i Hot Plug*

* Jesli gniazdo M2_2 jest zajete przez urzadzenie M.2 typu
SATA, zostanie wylaczone SATA3_0.

e 1x gniazdo Ultra M.2 (M2_1), obsluga Key M typu
2242/2260/2280 modutu M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32
Gb/s)**

e 1x gniazdo Ultra M.2 (M2_2), obsluga Key M typu
2242/2260/2280/22110 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i
modutu M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Obstuga technologii Intel* Optane™
** Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych
** Obstuga ASRock U.2 Kit

e 1x zlacze gtéwkowe portu COM

e 1x zlacze gtéwkowe TPM

¢ 1 x zlacze gtowkowe naruszenia obudowy i glo$nika

o 2 x zlacza gtéwkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W

¢ 1x Adresowalne zlgcze gtéwkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W

* 1x zlacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Zlacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksy-
malnym pradem zasilania wentylatora 1A (12W).

* 1 x zlgcze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)

(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)

* Zkcze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentyla-
tor ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania
wentylatora 2A (24W).

* 3 xzlgcza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)

(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)

* Zkacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje
wentylator ukladu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania
wentylatora 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP i CHA_
FAN3/WP moze automatycznie wykrywac, jesli uzywany jest
wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.

e 1x 24 pinowe zlacze zasilania ATX 105



¢ 1x 8 pinowe zlacze zasilania 12 V

¢ 1 x zfgcze audio na panelu przednim

e 2xzlgcza gléwkowe USB 2.0 (Obstuga 4 portow USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)

e 1x porty gléwkowe USB 3.1 Genl (obstuga 2 portéw USB
3.1 Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)

Funkcja BIOS e Obsluga starszych wersji BIOS AMI UEFI z
wielojezycznym GUI
e Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0
e Obstuga SMBIOS 2.7
e Wiele regulacji napiecia CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCSA,
VCCST

Monitor sprzetu * Wykrywanie temperatury: CPU, CPU/pompa wodna,

wentylatory obudowy/pompy wodnej

* Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna,
wentylatory obudowy/pompy wodnej

¢ Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci
obrotowej wentylatora obudowy przez temperature CPU):
CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy
wodnej

¢ Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU,
CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej

o Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY

* Monitorowanie napiecia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST

System opera- e Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
cyjny
Certyfikaty e FCC,CE

* Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z
gotowoscig obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegotowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzi¢ naszq strong internetowg: http://www.asrock.com

Nalezy pamieta, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z
A regulacjg ustawiesi w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem

narzedzi przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na stabilnos¢

systemu lub nawet powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdzer systemu. Powinno

to zostac zrobione na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia

spowodowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest

“Otwarta’”.

" W

Short Open

Zworka usuwania danych

z pamieci CMOS
(CLRMOS1)
(sprawdz s.1, Nr 24)

2-pinowa zworka

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamigci CMOS. Aby usunac i
zresetowal parametry systemu do ustawienn domyslnych, wytacz komputer i odtacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do
zwarcia pindow CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamieci
CMOS zaraz po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usuniecie danych
z pamigci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania
danych z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go.
Nalezy pamieta¢, ze hasto, data, czas i domy$lny profil uzytkownika zostang usuniete
tylko po wyjeciu baterii CMOS. Nalezy pamieta¢, aby po usunieciu danych z pamieci
CMOS, usung¢ nasadke zworki.

opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungc zapis poprzedniego stanu narusze-

Q Po usunigciu danych z pamigci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyreguluj
nia obudowy.
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1.4 Wbudowane zfacza gtéwkowe i inne ztacza

Wbudowane ztgcza gléwkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé
zworek nad tymi zlgczami gléwkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami
glowkowymi i ztgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty gléwnej.

ZYacze gtowkowe na pan- PLED+ Podlgcz do tego ztacza
elu systemu
(9-pinowe PANELI)

gléwkowego przetacznik

zasilania, przelacznik resetowania

(sprawdz s.1, Nr 15) ! i wskaznik stanu systemu na
obudowie, zgodnie z pokazanym
HDLED-
HDLED+ ponizej przydzialem pinéw. Przed

podlaczeniem kabli nalezy zapisa¢

pozycje pinéw plus i minus.

PWRBIN (Przelgcznik zasilania):
Q Podlgcz do przelgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowa¢ sposéb

wylgczania systemu z uzyciem przelgcznika zasilania.

RESET (Przelgcznik resetowania):
Podlgcz do przelgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przelgcznik

resetowania w celu ponownego uruchomienia komputera, jesli komputer zawiesi sig i nie wykona
normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dzialania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sie w stanie uspienia S4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawiera przede
wszystkim przelgcznik zasilania, przelgcznik resetowania, diode LED zasilania, diode LED
aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podigczeniu modutu panelu przedniego obudowy
do tego zlgcza glowkowego upewnij sig, ze jest prawidlowo dopasowany przydziat przewodéw i
przydziat pinow.

Zacze gtowkowe D?JPME,\;\:: P Podlacz to tego zlacza
naruszenia obudowy i ?;JVM"i‘Y gléwkowego naruszenie obu-
glosnika : O dowy i glosnik obudowy.
(7-pinowe SPK_CI1) 1 ? 0][)
(sprawdz s.1, Nr 14) SIGNA(IB_NL

DUMMY
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ZYacza Serial ATA3 N, o, Te sze$¢ zhaczy SATA3 obstuguje
(SATA3_0: 2 2 kable danych SATA dla

sprawdz s.1, Nr 16 & P zewnetrznych urzadzen pamieci
(SATA3_1: =, =) 0, zszybkoscig transferu danych do
sprawdz s.1, Nr 17 g g 6,0 Gb/s.

(SATA3_2: o I &S Jesli gniazdo M2_2 jest zajete
sprawdz s.1, Nr 10) przez urzadzenie M.2 typu SATA,
(SATA3_3: zostanie wylaczone SATA3_0.
sprawdz s.1, Nr 11) SATA3_1 SATA3 0

(SATA3_4:

sprawdz s.1, Nr 13)

(SATA3_5:

sprawdz s.1, Nr 12)

Ztacza gtéwkowe USB 2.0 USB_ PUR Na tej plycie gtéwnej znajduje
(9-pinowe USB3_4) i sie jedno zlgcze gtowkowe.

sprawdz s.1, Nr 19)

Ztacze gtowkowe USB 2.0

moze obstugiwa¢ dwa porty.

(
(9-pinowe USB5_6)
(

sprawdz s.1, Nr 18)
Ztacza gtéwkowe USB 3.1 o e .  Natejplycie gléwnej znajduje
Genl ol maresse sie jedno zigcze glowkowe.
(19-pinowe USB3_5_6) g mapessTe To zlgcze gléwkowe USB 3.1

IntA_PB_SSTX+

(sprawdz s.1, Nr 8) s o ao. Genl moze obstugiwa¢ dwa
wa a0 QOfownm | POTEY:

1
Ztacze gtowkowe audio GNPDRE&%%E{? To ztacze glowkowe stuzy
panelu przedniego ‘ ~ out_rer do podtaczania urzadzen
(9-pinowe HD_AUDIO1) |o| |o audio do przedniego
(sprawdz s.1, Nr 26) RIQIRIRIP panelu audio.

[ Tour2.t

J_SENSE

our2 R
MIC2_R
mic2_L
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S

1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziata¢ prawidlowo
przewdd panelu na obudowie musi obstugiwaé HDA. W celu instalacji systemu nalezy
wykonaé instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowaé w zlgczu glowkowym audio
panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:

A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.

B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzg wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich

podlgczaé dla panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek

Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

Z}acza [wentylatora

pompy wodnej obudowy
(4-pinowe ) o
CHA_FAN1/WP) 2 FAN_VOLTAGE

e 3 FAN_SPEED
(sprawdz s.1, Nr 27) 4 FAN_SPEED_CONTROL

(4-pinowe
CHA_FAN2/WP)
(sprawdz s.1, Nr 20)

. CHA_FAN_SPEED
(4-pinowe FAN_VOLTAGE
CHA_FAN3/WP) GND
(sprawdz s.1, Nr 21)

4321

FAN_SPEED_CONTROL

Ta plyta gtéwna udostepnia
trzy 4-pinowe zlacza obudowy
wentylatora chlodzenia
wodnego. Jedli planowane

jest podlaczenie 3-pinowego
wentylatora chlodzenia
wodnego obudowy, nalezy je
podtaczy¢ do pindw 1-3.

ZYacze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FANI1) FAN SPEED
(sprawdz s.1, Nr 2) FAN-VOLTAGE GnD | |FAN_SPEED_CONTROL

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zlacze wentylatora
CPU (Cichy wentylator). Jesli
planowane jest podlaczenie

B 3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podigczy¢ do pindéw
1-3.
Z}acze wentylatora pompy Ta plyta gtéwna udostepnia
wodnej /CPU FAN SPEED 4-pinowe ztacze obudowy
(4-pinowe CPU_FAN2/ FANVOLTAGE - o] |FAN_SPEED_cONTROL wentylatora chlodzenia wod-

WP)
(sprawdz s.1, Nr 5)

1.2 3 4

nego CPU. Jesli planowane

jest podiaczenie 3-pinowego
wentylatora chlodzenia wodnego
CPU, nalezy je podiaczy¢ do

pinéw 1-3.
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ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 7)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe ztgcze zasi-

lania ATX. W celu uzycia
20-pinowego zasilacza ATX,
nalezy podlaczy¢ je wzdluz

pinu 11i pinu 13.

ZYacze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

Ta plyta gtéwna udostepnia
8-pinowe zlgcze zasilania ATX
12 V. W celu uzycia 4-pinowe-
go zasilacza ATX, nalezy
podtaczy¢ je wzdtuz pinu 1 i

pinu 5.

Zacze gtowkowe portu
szeregowego
(9-pinowe COM1)
(sprawdz s.1, Nr 25)

TTXD1

To ztgcze gléwkowe COM1
obstuguje modut portu

szeregowego.

ZYacze gtowkowe TPM
(17-pinowe TPMS1)
(sprawdz s.1, Nr 22)

SERIRQ #
S_PWRDWN #

LAD1

PCIRST #

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

anNo

To zlacze obstuguje system Trust-
ed Platform Module (TPM), ktory
moze bezpiecznie przechowywac
klucze, certyfikaty cyfrowe, hasta

i dane. System TPM pomaga
takze w zwigkszeniu zabezpiec-
zenia sieci, ochronie cyfrowych
danych osobowych i zapewnieniu

integralnosci platformy.
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ZYacza gtéowkowe LED
RGB

(4-pinowe RGB_LED1)
(sprawdz s.1, Nr 23)

(4-pinowe RGB_LED2)
(sprawdz s.1, Nr 9)

12VG R B

Ztacze gtéwkowe RGB jest
uzywane do podiaczenia
przedluzacza LED RGB, ktory
umozliwia uzytkownikom wybor
sposrod roznych efektow Swiatta
LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac kabla LED RGB w
nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze
zostac¢ uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace
tego zlacza gtowkowego nalezy

sprawdzi¢ na stronie 33.

Adresowalne zltacze
gtéwkowe LED

(3-pinowe A_DDR_LED1)
(sprawdz s.1, Nr 6)

GND

DO_ADDR
vouT

To ztacze glowkowe jest uzywane
do podtgczenia adresowal-

nego przedtuzacza LED, ktory
umozliwia uzytkownikom wybor
spoérod roznych efektow swiatta
LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac adresowalnego
kabla LED w nieprawidlowym
kierunku; w przeciwnym razie
kabel moze zosta¢ uszkodzony.
*Dalsze instrukcje dotyczace
tego zlacza gtowkowego nalezy

sprawdzi¢ na stronie 34.
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TEREICIE, RS NTeN—23 248, TH57%< ASRock DU 7HYA MO BAFTE
BEINCHEDET, SOV —R—FICBIT 3 11975 N — R D Bt 44
CHEHDETINC DO T DRI #RZ, it t DDz 7+ R THHELIEE U ASRock
DL THA FTIE IRFTD VGA 71— RBELT CPU Y iR—F—E & TEICHNET,
ASRock V.. 7% I http://www.asrock.com.

Q VP —IR—RDfL& BIOS V7 MU TIFEH SN B LD BT280, COY=27

1.1 I\ Ir—YDORB

« ASRock B365M Pro4 X' —R—R (X171 ATX T+ —LT 77 %—)
« ASRock B365M Pro4 71w 7 AV AN—)UHA R

« ASRock B365M Pro4 Y "R—b CD

o 2x VU7V ATA(SATA) 7 — R —T )V (X T a>)

« 3xM2 Vv hHRAL (K7 vay)

o« 1 X M2V YNHARY AT (T >ay)

o 1x1/0 783V —)UR

d—P—=a7 )b

124



B365M Pro4

1.2 {18

TSYvbTA— o RATBAIX TH—LT 78—

b o [Efka yﬁ_‘yﬂj-ggg+

CPU o 5 8 AL 9 X Intel® Core™ T 01t H—Ic S (4
wh 1151)

o XK 95W X TD CPU ITH i

o TURVERRET

o 8T — A%

o Intel° X—RT—Zk 2.0 77/ 0 —7R—hk

FyvTEvh « Intel® B365
AEY « 727 )VF ¥ >3 )L DDR4 AEVHERE

« 4xDDR4 DIMM A |
« DDR4 2666/2400/2133 /> ECC. 7’27\ 77— R AEVIC

s
« ECC UDIMM AEVEY 12— )UK (non-ECC E—RT
FE)

o VATLATYDRKAR: 64GB
o Intel® TZAR)—=LAE) T T 77 A )V (XMP)2.0 IS Xt
« DIMM AEw NZ 15 p d—)V RV R 7 e ERH

HERAOY b « 2x PCI Express 3.0 x16 A I (PCIE1/PCIE3:x16 (PCIE1)
T2V, x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3) TT 27 )V)
BT ¢ X272 LT NVMe SSD IS5l
« 1xPCI Express 3.0 x]1 AH | (Flexible PCle)
e« AMD Quad CrossFireX™ & CrossFireX"™ %4 R—h
o 1xM2 Y7k (F—E), A7 2230 WiFi/BT €Y 22—/l
[ SPI

IS5T4yHIR  « Intel® UHD 75740 7 ANKE V27 )VEBX T VGA Hih
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CLRMOS1 EOY V7% 5 s a— S8 FEJ, 7272 L. BIOS 7w 75—k LizHE
#12.CMOS Z7V) T LN TLIEEW, BIOS %7y 77—k 4. CMOS #2773 %
ENBNE RYNCT AT LT L, D CMOS 7V 7 77> 3>/ =115 Hi
Iy bR UTLEE WV SAT— R, AR B, 21— —DF7 74V b Tm 7 7
A )UIE. CMOS DFEMZED AN LT AIC DI HEENBTEICTHELIEEW,
CMOS #7V)7 UTet4 T Vv 7 8—F 1y T T HO I U TLIZE W,

CMOS 22179 %E, r—XDHHMRAIZ NS LBV E T, LIgTDZ+—2+1
M= R T — X R GRS GBI, BIOS 4772 3> 5 Clear Status (X
T—XRXDEE) | THEELTIZE 0,
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14 AVR—ROAN\YEZ—=¢AXT%

FBR— RN L —E ARG HUG 1 2 S — T BDFE oo CNENY X —E TR
A RINE 4 27 S —F 4y TR DT E VDAY R —BEPIRIRIE v
IN—F oy TEYBE, P —R— RICH B 52 L DB DET,

VAT LISy R — FBIFAA  F i L Ay

(9 ¥~/ PANEL1) FzUty L, RO /E|

(p.1.No. 15 ) DTS T VY —2 DY
AT AT —BRAFRT VT
Oy R =y LE

F =T\ fhid pl &
WK B+ —IickizD

LT,
PWRBTIN GEIFR A F) :
Q S r— SR SR IVDTEIR A FI BT IR A F LT, S/
FLEFINCTBIHERGECEET,
RESET (VB F A1 wF):

S =B NFIV DIty PR Ay FISHRE L TLIEE NV A Ea— X =T =X
U720, i@ D B2 FE1 T TER VG EICE, Uy ATy F 2L T a>a—
K= FEEBILE T,

PLED (X 7Ll LED)

S — i NFRIVDEPRR T— R R A > D —R—IC B LT IEE 0 SR T LB
(B, LED 2554T LE T, S X7 LMY §1/53 RV — T IKRBEDIF AT, LED I3 55i57%
Kl FE T, S RTLH S4 X)) — T IKRESE 7212 FEiA 7 (S5) D& ZIcid, LED (&4 7T,

HDLED ON—RRZ4 772717 LED)
SR N RV DIN=R RS 47 75 71 €71 LED IC#E#t L TLIEE U0 /N —FF
FAT DT =R G HRDE AL FHFE AR, LED (345 DET,

BT SRV T PA N S =3NSk o TRIE B LD B DE T, fijlfi SH/VEZ2—)l
(&, FICEFAA v F Uty N XA F @i LED,/N—F 54772717 LED,
RE—I1—EED SRS NE T, >+ —> DRI NFIVE S 2— ) TDNYE—%
FEE T B NI, BLRDED 4 TE, B2 DFD L THIELSEEL TV BT EZ D

BDTLEE N,

=AY P—VaY i Tr—Y AV M=V
L AP —H— Ay A — DSUVMI\iIY | Y —YAE—H—2TD
(7 ¥/ SPK_CI1) Je)e][¢) A A =R L TLIEE N,
(p.1.No. 14 ) 1

SIGN/{L |

GND
DUMMY
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TV ATA3 TR
(SATA3_0:
p-1.No. 16 i)
(SATA3_I:
p.1.No. 17 ZR)
(SATA3_2:
p.1.No. 10 ZR)
(SATA3_3:
p.1.No. 11 ZR)
(SATA3_4:
p.1.No. 13 ZR)
(SATA3_5:
p.1.No. 12 ZR)

SATA3_1 SATA3 0

SATA3_4 SATA3_2

SATA3_5 SATA3_3

TIN5 6 D0 SATA3 IXRTX—
1& 5 6.0 Gb/ D7 —Hilig
SEHETHNEARL—Y TN
A RHD SATA 7—27r—"T )V
R—hLET,

SATA XA T M2 T/NA AT
M2_2 Z AL TWAEE,
SATA3_0 [ZfERNC/RDE T,

USB 2.0 \w&—
(9 ¥'> USB3_4)
(p.1.No. 19 Z#)

(9 ¥ USB5_6)
(p.1.No. 18 Z[|)

EZM I

USB_PWR
-

CORY—FR—Rid 1D
DN X —DEEFEN TN
F9, 20D USB2.0 \yH—
1.2 DDOR—hEYR—h
TEET,

USB 3.1 Genl W& —

Vbus
Vbus

IntA_PB_SSRX-

COXYP—R—RIciZ1D

(19 ¥/ USB3_5_6) i ssre QIO e rs s DAY R —DVEFEN T
(p1.No. 8 i) SIS e S 9, 20D USB 3.1 Genl A\

s e A2 DOK— MY~

wIsger hTEERT,
A=A AT S IV s e N sENCE# TONYE—F, 7ark
Ty X — ‘M‘CiTgUTiRET F—F AV —
(9 ¥ HD_AUDIO1) |ol |o TAFTINA AT ki
(p.1.No. 26 Bl e 2IHOEDTT,
J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R
MIC2_L
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1L NATA T =2q A =T ANy o> S 2 T R— L TOET D IEL
Q SHFET B 72801l 27— DIV T A Y —5Y HDA e R— R LT 32 ED
RETT, BIEODIZTLZRONMIFZICIE HH D=2 T )VBL O +—

D=2 7 )VDFERICHES TIES U,

2. AC'97 A =T ARG I B FENCId KD R T2 7C, JiE SR A—T o

ANV L—ICROHFTIZE U,
A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L Ic##t L&

B. Audio_R (RIN) % OUT2_R I, Audio_L (LIN) & OUT2_L ICfZfi LE T,

C. 77—X (GND) %7 —X (GND) Ic##i L F T,

D. MIC_RET & OUT_RET (&, HD A —7 1A/ \% V& T, AC'97 F—7 1473

FIVTIECNEZ BRI BREIEHDFEE A

E. 702 RN A 22N 3 IC1d Realtek T2 N T— /L7 5% )L X FrontMic 2 7T,

[ g i | 2R L TTES L,

VY= | UF—E—R
VT Ty AR R

(4 ¥ CHA_FAN1/WP)
(p.1.No. 27 %)

GND

FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

pw N o

4321

(4 ¥ CHA_FAN2/WP)
(p.1.No. 20 %)
(4 ¥ CHA_FAN3/WP)
(p.1.No. 21 )

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

ZOXY—HR—RiZ.3DD
4K Y— T 70
IR LE T3 EVD
B e B e
T7 oS AT,
Y13 ISR L TLIZE N,

FAN_SPEED

CPU 77T R
(4 ¥ CPU_FAN1)
(p.1.No. 2 ZH#H)

FAN_VOLTAGE

GND FAN_SPEED_CONTROL

COXNYP—R—FF4”
CPU 77V (#&ET7>)ax
IANEFEINTOET 3 E
>D CPU T 7 mikid %
BAITIF B 1-3 1Tk LT
LIEE,

1.2 3 4
CPU/ U A—R—RVTT
TYART R
(4 ¥ CPU_FAN2/WP)
(p'l‘ No. 5 i}ﬁ?{) FAN_VOLTAGE A Spee
- FAN_SPEED_CONTROL
1.2 3 4

COXYP—R—RiF 4 LK

W CPU 77> A3 vk
fHENTVET 3 EVD CPU
KN T 72 7 i 3 B e
IKiE BV 13 IR LT
AN




ATX BIRIAR TR
(24 ¥/ ATXPWRI1)
(p.1.No. 7 ZR)

CORYP—HR—FiF24a
ATX TR T 2N &
NTVET,20 E2D ATX
EBIFREMEHT T EV 1
EBIEbETHERELTL
7ZE,

ATX 12V BRI X

ZORYP—R—RiF sV

(8 ¥ ATX12V1) %%%% ATX12V BRI KT Z—H
(p.1.No. 1 ZHi8) ; d EHENTOET 4 EVD

ATX BRZMHT 51 €

Y1k sIKEDETHERLT

LEEW,
SUTIVR— Ry R — A T COM1 Ny R =3
(9 ¥ coM1) TIVR—REY 2—)L7H
(p.1.No. 25 ) R—FLET,

1
TTXD1
DDCD#1

TPM N\ & — 0% s.zB%% COAXRTRENT ATV RS
(17 € TPMS1) 67 3232EY SyRTp—LEYVa—IL(TPM)

(p.1.No. 22 Z#)

SERIRQ #
S_PWRDWN #

GND
LAD1

LAD2

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

anNo

VAT LT R—RU 8 T
ZOVREEIHEE )SAT— R, 7 —4&
BERIMRETHENTEE
o TPM VAT L&z 2w b
U=t Fa Tk md, 7Y
VRIS Z L, T Fy b

T4 — Lo RAELE T,

B365M Pro4
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RGB LED ™\w&—
(4 ¥~ RGB_LED1)
(p.1.No. 23 ZI0)

(4 ¥~ RGB_LED2)
(p.1.No. 9 Z/if)

12VG R B

RGB ™\ &—{Z RGB LED L
=7 NVOERIHEHEIN. C
NP I—P— 13 TF T
LED FFHAZN RN BERT B8
WCEET,

13 : RGB LED 7r—7 )L I
JES T NSO 0TS
&, W& S T2 O
=7 NI AN H
V¥,

* ZONYZ—ITET % IR
IRIZDWVTIE 33 R=VETH
ML IZEW,

7 RLAY7)L LED N\
R—

(3¥> A_DDR_LED1)
(p.1.No. 6 ZR)

GND

DO_ADDR
vouT

TONYH—2HHLT. 7 FL
Y7V LED 4R —7 )Lzt
o, a—Y—d T
7% LED T4 74 27 3R 53
RTEET,

5 : 7 RLY IV LED r—7
JVEIGE S T2 i O 7z
WTLTIEEW, B> T2 1A
DRFBE, =7V H TS
TEHBHVET,

* TONY A —ICET B IR
RICDNTIR 34 =V % TS
HEZE W,



B365M Pro4

L fagr

JES T 5K A B B365M Pro4 M » 1K AR B — DT 14 R A R e A 71
PEREFTSERI M o EIRMEAT & 16 B TR AN AN A TERIRS RS A S BERE ©

Q HIFEIGHIRE A BIOS BCHETREELEHT » [ » S Rpr 2 TAE R il » 49
R FHEAL « A SR TSR » RIS 57 Pt - » Hef]
A AINITEA] - HFAAE S AR » TR 5L
FUE TR (G B - (T LI TS BN VGA A CPU S
G| o LEEAL http://www.asrock.com ©

1.1 &

o 1EEE B365M Pro4 £ (Micro ATX & L<T)
o {EEZB365M Prod HRHZZHESER

« 1EEE B365M Pro4 SR

« 2x HAIT ATA (SATA) $ifLk (1%E0)

o 3x UL (ft M2 FREEMEA) (M)

o 1x T M2 FECOAERE (£ )

o 1x1/O Ml
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CPU

AR

WA

P 7eml

K7

o Micro ATX #li& R ~f
o fRER AL

o TR 8 {URIE 9 X Intel® Core™ 4LHERR (FHFE 1151)
o SCEFRTE 95W Y CPU

« Digi Power design

o 8 HEAHIZIT

« 5 Intel® Turbo Boost 2.0 1A

o Intel® B365

« XEIE DDR4 NTFEHIA

« 4xDDR4 DIMM 1#

. 75 DDR4 2666/2400/2133 JE ECC » FERIHINTE
« §F ECC UDIMM NT#IEER (JE ECC = R(F)
. XFERFENTFRREE : 64GB

« SZFF Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« DIMM g 15 1 EfifS

« 2x PCI Express 3.0 x16 ffifl§ (PCIE1/PCIE3: L - x16 (PCIEL)}
W - x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))

* 34 NVMe SSD HTEE sh#

o 1xPCI Express 3.0 x1 1 (Flexible PCle)
« 374 AMD Quad CrossFireX ™ fll CrossFireX ™
o 1xM.2 Socket (Key E) » 7 2230 WiFi/BT Fth

- HA GPU SERHY L EE A SCFF Intel* UHD Graphics P E
L] VGA Hitth ©

« SZFF Intel” UHD Graphics A E AL : Intel® {R53[R] 2 A4 -
“%H AVC ~ MVC ($3D) 1 MPEG-2 Full HW Encodel ~
Intel® InTru™ 3D ~ Intel® Clear Video HD £/ A ~ Intel®
Insider™  Intel* UHD Graphics

o DirectX 12



o
=

LAN

JATIR 1/0

B365M Pro4

HWA 4i#i5 / f#% : AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8-bit ~ HEVC/
H.265 10-bit ~ VP8 ~ VP9 8-bit ~ VP9 10-bit ( {AEH ) ~
MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1 ({Xf#1H )

3 MR HIHED © D-Sub ~ DVI-D fll HDMI

YR =6Dre

FF HDMI 1.4 » A AR 4K x 2K (4096x2160) @
30Hz

5 DVI-D » 60Hz I A #2451 1920x1200

SZHF D-Sub > 60Hz IR/ H#ZR1E 1920x1200

T HDMI 1.4 i1 (FREE3RZ0) HDMI ey ) =2FF
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc), xvYCC Fll HBR ( &ifif
A E)

31T DVI-D Fll HDMI 1.4 %1574 HDCP 2.2
BT HDMI 1.4 5 057 FF 4K H&E (UHD) #& AL

HENEIRIPTIRER 7.1 CH EE S (Realtek ALC892 &
AR ER )

*ERE 7.1 CH FiE S » 5 206 F i B R A
EBRENRE R e F % s S DD RE ©

{7 Blu-ray H 5075
SRR
ELNA Z /A

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Giga PHY Intel® 1219V

% Wake-On-LAN ([_F-afig )
Y FFE L /ESD 1R
TR 802.3az

L Ff PXE

1 x PS/2 Elbr / L5

1 x D-Sub i

1x DVI-D 8t [

1 x HDMI 5t [

2 x USB 2.0 Ui [

1x USB 3.1 Genl C AU (SZFF ESD {#47)
4x USB 3.1 Genl Uil ( 4% ESD {4 )
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138

« 1xRJ-45 LAN ¥z » 47 LED (ACT/LINK LED #[1 SPEED
LED)
o ENEEIHESL : LR B AR 1 Z

« 6xSATA3 6.0 Gb/s ##2[1 » Z#F RAID (RAID O~ RAID 1 »
RAID 5 ~ RAID 10 ~ Intel Rapid Storage Technology 17) *
NCQ ~ AHCI FlI##h *

* A5 M2_2 # SATA B M.2 154 (5 > SATA3_ 0 4 EEH o

o 1x %% M2 #0 (M2_1) » SEF M Key 248!
2242/2260/2280 M.2 PCI Express ZEBUEH: (£ Gen3 x4 °
32 Gb/s) **

o 1x %% M2 B0 (M2_2) » S2FF M Key KA
2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s A M.2 PCI
Express 154 (5215 Gen3 x4 (32 Gb/s)) **

** 37 Intel® Optane™ Technology
3% NVMe SSD FIfEE 04
o LRHEEE U2 B

« 1x COM Ui 1HERH

o 1x TPM

o 1xHUFER AT 2552

« 2xRGBLED %k
* BT R 12V/3A, 36W LED [T 5%

o 1x A[ 4k LED #2H
* YRR 5V/3A, 15W LED /T 5%

« 1xCPU NGO (4 %)
* CPU KU FZI S FF A 1A (12W) THZRIY CPU XU

o 1xCPU/KIENEEO (4%1)  (EFREXURHEE ZEH])
* CPU/ IKIE X FF B 8 2A (24W) THERH K MU

o 3xMUFE /AR RET (4%1)  CRRREXURHLIEH])
“HILFE 1 IKE R SCR B i 2A (24W) THZRHI 7K KU
* CPU_FAN2/WP ~ CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP I
CHA_FAN3/WP A LLE SRS 3 $HEEK 4 1R XU 2 AL R
)Eﬁ °

o 1x24 % ATX HLIEHZ



B365M Pro4

o 1x 8%t 12v HiFEEO

o 1x HIHRE S

« 2xUSB2.0 M (F#F 4 1> USB 2.0 3] » S7£F ESD {£17)

« 1xUSB3.1 Genl Ml (3ZFF 2 4> USB 3.1 Genl ¥l » SZFF
ESD {#4)

BIOS TRk « AMI UEFI Legal BIOS * %185 GUI

I

T A

ARG

NIE

o ACPI 6.0 FRZ I

« ¥ SMBIOS 2.7

« CPU ~ DRAM ~ PCH 1.0V ~ VCCSA ~ VCCST HJE% Z0ifd
B

o {REERGN : CPU ~ CPU/ KEE ~ HUFE / KA

o JRUREGEIT : CPU ~ CPU/ K% ~ LA / KR KU

o FrE R (IREE CPU IRE B oA USEE ) -
CPU ~ CPU/ K% ~ HLFE / KFE N

o KURZ FiSEEE S : CPU ~ CPU/ KE ~ HLFE / KRR

« CASE OPEN (#HFE4TH) #&ill

o FHEWEYE © +12V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore ~ DRAM ~
PCH 1.0V ~ VCCSA ~ VCCST

o Microsoft” Windows® 10 64-bit

. FCC~CE
o ErP/EuP 37 Ff (FFESZFF ErP/EuP AYHLIR )

*H KL IE R o E I IRIEA TR ¢ http//wwwasrock.com

A

TONRENEI AT —E XIS - Q5% BIOS )E » WA “HHIEMBAR” » B
=TT LB  EBHIAIRE A RNIERGEHIFEENE » FEZEX R GHTA AT B
ERRAET o PUTIX T _LIELENRL B 8 KA o HolT 0 B TR a A A%
i
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1.3 Bk d

B R AT B2 R ERIB B AL Rt B - B2k “rEiR”

SEEHIA BV Sk - Bk OTRET -

w ©

° AIRIX

Short Open
H CMOS Bk
(CLRMOSI1)

ik 4
(ME 24T BE1A) 2 5Bk

CLRMOS1 RIFEIERR CMOS FiEHE - ZHEIRFIE B 2450 5 521 B

B B RIATTENL o IR T IR, o S 15 IS o (HABRIE S
CLRMOS1 FRYEHIHFEEZ 5 7  (HIZ » 1§20 54T BIOS /537 ElNERR CMOS © 4l
BAEFEEAENITERL BIOS FHIGEN: CMOS » ML B3R5 » HEXMG
FHUTER CMOS $1F < iR » %05 ~ HEA ~ B [RATH P BRAED B S RAE

#H'N CMOS HLith S 2 HiERR o FILEEERR CMOS AU M BEEE -

Q UIREE R CMOS » HIAFFTIT A HLIE] o 1+ BIOS I “Clear Status™  (J&#%

RE) WERFRRHT— I RARSHIER -
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L4 Bz s

WREBIFIE I TRBE: - TERHBANERE X LB IFIEE ] L - FFBkECIERE]
IXLEBERHFIEE I L5 23 ERGERK XA

SRGEEAR PLED: AR T A EH D - KL
(9t PANEL1) PWRBTN FE_EHYEIET R ~ HEIT R

(WE 1T B 151) FRGUIRESE T AT R 21
1 Rl BEH - TEFESEAATINE T
RESET# Eﬁl%fﬂiﬂ °

HDLED-
HDLED+

Q PWRBIN (HLJFFHFIK) :
EBEINFERTEINT ERIFEIRAF S o R LUBD & FH IR T S K A% 560 77 =

RESET (FEHEIFX) :
EBEIWFERTENR_ERIEEA K o JIRITTEYIZEN] » TEIITIE R BEFEE) » #£E
EIFREHEHEL

PLED (RZHJ5 LED) :
EBEEINFERTEN_ERIFEIFRESHETAT o RAHRIEHERT » I LED STRE o RA40ME
S1/3 HEHRARZSHT » I LED [N <52 EALTE S4 BEHRAK B (S5) Bt » I LED 48K °

HDLED (fii#$3%5) LED) :
EBEFINFERTENR ERIRERRE ) LED $575AT o WA IETEBEHNEN S A $443AT » I LED
JERE o

BRI AE TR A 257 © HIER R £ B EIE IR K ~ BETFH -
HJF LED ~ BEALIEE) LED 67 /T ~ 1/ s <5 o FHLAERT IR E BEE I BEETS -
ARSI CFIE I AT IE A UCAL

WFEE AR 2 B2 Dﬁ;‘f“ HISFEE ARV R E 8
(7 T SPK_CI1) DUMMY EEEEIE SR o

v |

(MEL1T B 14 D)

1

|
SIGNAL
GND

DUMMY
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ERAT ATA3 200
(SATA3_0:
ME 1T
(SATA3_1:
ME 1T
(SATA3_2:
WA 1T 510 1)
(SATA3_3:

WE1T 1)
(SATA3_4:

WE1T 513 1)
(SATA3_5:

WE1T & 12)

#F161)

17 1)

SATA3_1 SATA3 0

SATA3_4 SATA3_2

SATA3_5 SATA3_3

X5 SATA3 #2037 F =
6.0 Gb/s ARG HEZE I AR
TFIEI% &R SATA BB -
A5 M2_2 # SATA % M.2 1%
0 SATA3_0 502 -

USB 2.0 $2f#
(9- ¥t USB3_4)
(M 1T 5 191)
(9 #t USB5_6)
(M 1T 18 1)

USB_PWR
-

LM A — M ER - 1t
USB 2.0 H2RH S RFF 1 01

USB 3.1 Genl $2fi

Vbus

BEEM B — A - 1t

(19 £t USB3_5_6) o ssc fOIG e re.ssexe USB 3,1 Genl BRI LISZ R
(1T 58 ) i r sore oI rersems P
IntA_PA_SSTX+ GN[; -
i S
HTTHIAR & 50420 N encEs BLERR A TS i o
MIC_RET N te RS,
(9 41 HD_AUDIO1) "oumn EEEIRTESER
(E 1T F26 1) |o |o
| (&l [e] (o] (][]
| Tour2.t
J_SENSE
ouT2_ R
MIC2_R
MIC2_L




Q 1. BB EFATSE LB » (EHLFE ERIENOEL 3+ HDA 7 REIE & LAF « 1%
FRHEEAN TR F A FID LA F AT B IR 5 -
2. WIREEH AC™ 97 BN » 1EHZHE LU T2 B B i i 5 ATl <

A. ¥ Mic_IN (MIC) i##F| MIC2_L °

B. 1% Audio_R (RIN) i### OUT2_R » {¥ Audio_L (LIN) £ OUT2_L °

C. {515 (GND) 2E 2| ##% (GND) »

D. MIC_RET 1 OUT_RET HH F i EMEN o BAFEEE T AC™ 97 EFHiE
WEBEEL] »

E. ZEHRIZ A » 15#F] Realtek FEFIENR LT “FrontMic” (FiZRM ) %
I » 1% “Recording Volume” (REE#H) °

HUFE / KRB ’ anp IR = 4 £ AL

(4 %F CHA_FAN1/WP) §@:gggg§* TR - R e
(W17 BHa7p) Fan_seeep_controL % 3 AT RS KIS MU 0 1S

EIEREEIE 13 -

(4 ¥ CHA_FAN2/WP) 4321
(ME1TT> E201)

(4 %1— CHA_FAN3/WP) FAN_SPEED_CONTROL
(ME 1T B2 4) N voLace

GND

CPU NF#E o vomee | NS UL MR 4 51 CPU KR

(4 ¥t CPU_FAN1) ) GNp | |PAN-SPEED-CONTROL - (RN ) R o AERIE
(IWEF1T HF2 1) FTEER 3 #F CPU KR > 1F

e G R 13 -

CPU/ KFE RN FAN_SPEED B FARTHR L 4 5K KU

(4 5F CPU_FAN2/WP) " oo | |FN.sPeeo_contRoL [] o 4y BLUET EVERE 3 4 CPU
(IE 1T Hs1) KSR BRI

1-3 ¢

B365M Pro4
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ATX HJR#EC
(24 ¥ ATXPWR1)
(ME1TT > HE7)

MR 24 51 ATX HIE
%D T 20 T ATX
TR o EUSETI 1 AEHRED 13

HEEE ©

ATX 12V HEPEO
(8 ¥ ATX12V1)
MEIT - E11)

AR AL 8 1 ATX 12V H2
VREZD » ZE6A 4 51 ATX 2
U E BT 1 AT 5 4

®e

BT B2
(9 T com1)
(ME 1T F251)

TTXD1
DDCD#1

I coM1 #I = FF A AT I
IR o

TPM
(17 £ TPMS1)
ME1T B 221)

SERIRQ #
S_PWRDWN #

LADO
+3V

GND
LAD1
LAD2

SMB_DATA_MAIN

LAD3

PCIRST #

SMB_CLK_MAIN

ans

IEEZ 57 FF Trusted Platform
Module ({EfEFE1ESR »
TPM) A4 ] LI TEE
T~ BFIED ~ BRI
TPM FRGEAh AT LUK Bl o kA %
TE - (R B O FIR R
BIERE
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RGB LED #f#l
(4 5 RGB_LED1)

RGB # i T1%%% RGB LED
JEKEL » AT PR R

12VG R B
(WA 1700 523 1) LED AT R -
iE: RGB LED Zk3e )y b)

(4 %1 RGB_LED2) B IR, AN, RGE S HUR.

(MBI FH9ND) 2 “IESHE 33 T T X1

12v O -
1

A4k LED B2 GND U BRI A T 4 T 41k LED 4
(3 ¥ A_DDR_LED1) K AL AR

(WE 1T e ) oo LED T AL ©

VERE: AL IR 77 T 24
WAL LED 2k, AR
EBEE 34 T T XA
s -

145



146

HLFAR B s Az il be

FARRER AR TSR MG R TEE L B SJ/T 11364-2006 THLTF
(B SIF R PEHIT R SRy BFE BB TAR R » #E LA 2 & 188
P E BN EEE EYREUTR B LE SN B ZE AR T FRBE i k5 G5k
WG ~ W3 IR ERHARR o (K _ESALE - SR A 52 ERI R AR
FERE—Z R o B—h 28T R G2 MR E AR - ke At E R
PR IAR S 10 4F -

10

1A H W) I R I AL PR S R i ]

AT BRI SR R A VR BT R AR R I E SR DT %
K o

LR BEVTEOTH
Bt (Pb)| #8 (Cd)| 7K (Hg)| 7<MEE (Cr(VI)) B IRBE (PBB) % IR ik (PBDE
FI LR AR
geran | C | 9| © © © ©
INEE B
gages | X | O | O ° ° ©

O: ZoRZH B A EYIFAEZAEFTE S SR & BITE SI/T 11363-2006 FRAERLE
FIREZORLIT -

X: R A A EVME DGR T ) & BB 1 S)/T 11363-2006 i
HUEHIFREEOK » SRZER AT G R EERE + 2002/95/EC HIRLYE ©

&L WSR2 R ERER - RIEERES EALRIT ©




B365M Pro4

1 &

[ A S 225 B365M Pro4 F MM - AEMMACEE RIS RERE - B—EF
NEREATF]SEAE S  RAE SRR FHRRET AT RIR A0 B 0at - SR 2T o EEH MY
et FA FE A 7GE

Q HIFS LR HIS e BIOS BREEFTRE G AT » FTUA X HFABAERE » Z1TF1T:8E
HI o MR EMER » Al BHEEHLE TG EFIRE » THIMEA] » %f’f
AR LRI 1% » 75 L F IR R A B A R PR R 5
R o Mt AT LITEZESIE I B RATHT VGA -F R CPU XHEEH »
HEGLE L http://www.asrock.com.

1.1 BEARTE

o HEBL B365M Pro4 F MM (Micro ATX R5T)
o FEHE B365M Prod H TR

o FETL B365M Prod B

o 2x Serial ATA (SATA) EEHER (M

o 3x AR GEAR M2 HEE) (G >

o 1x BAESEAR M2 @ (A )

o 1xI/O HERINE
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1.2 3R

EL « Micro ATX R~

BLEE T
o [BEIREEADG

CPU o HEHF 9 U5 ER 8 X Intel® Core™ BEHEES (Socket 1151)
o SCHERE 95W CPU
« Digi Power design
o 8 EIFMHNIG
o 1% Intel® Turbo Boost 2.0 5 i

BE# « Intel* B365

Eoi=ge . BE5EE DDR4 ZCIRBE R T

« 4x DDR4 DIMM ffi{#

« 7% DDR4 2666/2400/2133 I ECC HEfE flifa 1 #S

. % ECC UDIMM G {ERE A ( /AIE ECC R THEF)
o ARRMELIEEE = © 64GB

+ 7% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

o 15u FREHESIEY

B7EIGE + 2x PCI Express 3.0 x16 {fif§ (PCIE1/PCIE3 : B x16 (PCIEI) :
# x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))
* I 1% NVMe SSD 1E BB RE
o 1x PCI Express 3.0 x1 fifl§ (Flexible PCle)
« 1% AMD Quad CrossFireX"™ J CrossFireX ™
o« 1xM.2 i[5 (Key E) » SZ1% Type 2230 WiFi/BT &l

BRE . [BREEE GPU HUBEPLES A ] 27 4% Intel” UHD Graphics
Built-in Visuals % VGA it}
« S7$E Intel’ UHD Graphics Built-in Visuals : 8t AVC ~
MVC (S3D) F MPEG-2 Full HW Encodel [ Intel® [=3# 5
{RIF P HEAE T ~ Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology ~ Intel® Insider™ ~ Intel> UHD Graphics
e DirectX 12
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« HWA #fifs / fi#h5 : AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8 1T
HEVC/H.265 10 {iIJT ~ VP8 ~ VP9 8 i T ~ VP9 10 if JT ( {#
fi@#iE ) ~ MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1 ( [£f#HE )

o —{EEfH I © D-Sub ~ DVI-D J HDMI

o YTHEZEBETREE

o TR EAE 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz 4T EH) HDMI
1.4

o IREZIE 1920x1200 @ 60Hz fEHTERY) DVI-D

o IESZIE 1920x1200 @ 60Hz fEHTEERY D-Sub

o ZHEMEA HDMI 14 #EHR (FRHEA HDMI BEdiss ) 1
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC Jz HBR (=fif
TERE)

« #EE DVI-D J HDMI 1.4 JEHER1) HDCP 2.2

o SCPE(EFH HDMI 1.4 #EHRSEST 4K Ultra HD (UHD) &7

E5 « 7.1 CHHD Hill& N AR (Realtek ALC892 F AHIEER )
Thie
* FEELE 7.1 CH HD Bl - WA HD AR & s -
A AR E R 2 B E F AR EE -
. EPEEDLEASCE
. IR IRE
« ELNA EZRER

LAN « Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
« Giga PHY Intel® 1219V
o SIRAEREMAE
o IRER HERE
« 4% 802.3az EEE HiiRE 2 KA1
« X% PXE

$E4R 1/0 o 1xPS/2 B /B EHEHR
o 1x D-Sub EfZH
« 1xDVI-D B
« 1 x HDMI GE#E5
« 2x USB 2.0 ;E R
« 1xUSB3.1 Genl C JHALEEHNR (LIREFEIFE)
o 4xUSB3.1 Genl JHEHR (LIREFEIRE)
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EERE

5

o 1xRJ-45 LAN G#FZIR » &4 LED (ACT/LINK LED Kz SPEED
LED)
o HD el : MR/ AT Emn, 285

« 6xSATA3 6.0 Gb/s #2537 4% RAID (RAIDO ~ RAID 1 -
RAID 5 ~ RAID 10 ~ Intel SH EETFHAMT 17) ~ NCQ ~
AHCI e Bl *

* 3 M2 2 By SATA AR M2 S5 B (5A - KeiEA
SATA3_0 °

o 1x Ultra M.2 ffifE (M2_1) > 2% M Key 2 2242/2260/2280
M.2 PCI Express 15#H (%= AJ3Z Gen3 x4 (32 Gb/s) ) **

o 1x Ultra M.2 FHEE (M2_2) > 324% M Key #!
2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s f5#HEL M.2 PCI
Express 1540 (/5 AJ 3 Gen3 x4 (32 Gb/s)) FHAU **

- S7 5% Intel® Optane™ 4577y
7 HE NVMe SSD {F BBt iR
o L RFHEEE U2 B

o 1x COM ;EEEIRHERT
« 1xTPM HEt
o 1 x PR BRIV \BEST
« 2xRGBLED HEgt
* RGP 12V/3A 0 36W LED {5/
o 1x A]7E4E LED BESt
* SEGHERE SO P 5V/3A 0 15W LED 18
« 1x CPU Jil/7#%8H (4-pin)
* CPU R 2B SR B & 1A (12W) BB THZSHY CPU AU
o 1xCPU /7K ENFEFHEEE (4-pin) (FFEERYEG R 12
i)
* CPU /7K BLF G 28 S 48 B 1 2A (24W) R Dh 2RI 7K
AT o
o 3x K BN BT EEE (4-pin) (R ERAYJH G
i)
*BRA /K B LR BEEE SR R 2A (24 W) BB DNZRR K
AT o
* I 5 3-pin BY 4-pin R A - 7] B S){EH] CPU_FAN2/
WP ~ CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP F1 CHA_FAN3/WP ©
o 1x24 pin ATX FEJFFETE
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« 1x8pin 12V BEFEH

o 1x HiHRE AEREA

« 2xUSB2.0 HESt (374% 4 E USB 2.0 ) (IBHE
157 )

« 1xUSB3.1 Genl HE# (4% 2 ([l USB 3.1 Gen1 i#iIR ) (37
REFEIRE)

BIOS IJEE « AMI UEFI Legal BIOS &% :f GUI 3%
« ACPI 6.0 FFA MR B BhEAR
« %1% SMBIOS 2.7
« CPU ~ DRAM ~ PCH 1.0V ~ VCCSA ~ VCCST ZEE% &
®

fEpEEsiE s o RERYE : CPU ~ CPU / KB ~ H3% / /K B AR

o JRREGEET © CPU ~ CPU / KIH B ~ B%5R / Kim B AL

. BEEE (K CPURE BB ARELEREE) - CPU
CPU / 7K B ~ #5% / Kim BLH U

o AR EHEYL] : CPU ~ CPU / KB ~ B3 / K
B

o HRERBARUER

o FERESPE : £12V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore > DRAM ~
PCH 1.0V ~ VCCSA ~ VCCST

U EH o Microsoft” Windows® 10 64-bit

s . FCC~ CE
« ErP/EuP Ready (7% ELfff ErP/EuP ready FE{FEIERR)

2 O 2

* QI E AR E AR a5 L EAMRIHE, + http//www.asrock.com

A RS ALERR - EESR ] E B B Y - Erh E AT RS BIOS HHYTRE ~ £RA
E HIEBSRE T ER (1 IR ISR TR - REAE AT RE B B R HIRRE 1 » B
B GEERAHITT R EEEK G E - BIEATTAIGEAREE R A - 2]
B ARG R FTREIRE T AR
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1.3 BIRERTE

&l IR E R /T 20 o B BRI L - BBk THERE ) - B
ARERIEEAESTI L - BBk THIRL -

w ©

Short Open

&I CMOS BkiR

(CLRMOS1) o
N I

SERIFIF CLRMOSI iRk CMOS &R o 25 ENE TR ke Bl A 2 EUR TR Y
TE 0 FECRAPAEASEIR - BT EIRALIE SR A EIRAR o EEAT 15 Mk 0 FE(E
FBk#RIERE CLRMOSL [ pin RIE&H) 5 o i » F5 B S 8T BIOS #3281
1HPR CMOS  ZHIETFTEHE T BIOS %37 BIEFR CMOS » RILAZE S S FT ELEh A »
IRILHNEITIE TR CMOS B ERTRRARE « 7R - HATERUT CMOS B4 &
THBRETS ~ HEA ~ WA B 50 A & THRR AL B © FF a0 L TEIGER CMOS 1Y
TkRE -

Q & EiER: CMOS » AIRE B S HIZIRGRBARY - FaH%E BIOS 95 [VERRKRE - IElR
TR TN REHIFC R ©
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1.4 IREBFET R IZEE

WREH S RAELTETRBIR © T THAIEETES L F 2t RIZFAL -
NFRARIEETE GRS R I L » & LR R PRI Z 1 -

SR AR
(9-pin PANEL1)
(FEBHE1H - Wik 15)

AR LU A0S 1
e LR EIRBARY ~ EARBAR
B ARAAAREA R E R R I
HERt o BB Z ATARE
LA -

z PWRBIN ( T h# k) :

R TR _ERTFEIRFAR o AT Z0E (8 AR ARG A 41 AR IR 77 2 @

RESET (£ FH ) :
B ERE AT _E AT ER AR o £ FEARAT A AL TIEH EATRE) » #£ T Hak
FARAENA ERTRLBY R -

PLED ( %% & LED) :

TR AT EATFEIRINEIE T © RALIETEE(ERF » L LED GITHE o Rifite
A S1/3 [EHRARRERT » LED G/l o RN S4 BERRARREBRRAE (S5) FF » LED
BRI -

HDLED ( A #-i=# LED) :
AR AT _EAIREREES) LED  BEREIETEAR IR A BRI » LED I5tE

Fr RV BT IR R £ T o BTER A = 22 H FE IR A ~ ERRGAR ~ PR
LED ~ [#I5E) LED ~ WIWUR E A EAARL o A B2 Al TR AR e I S -
A HEAE (iR B SRR & IEREAHAT

R TR SPEAKER e U
(7-pin SPK_CI1) DUMMY | &t
(2R 1 8 14) aldd
1 : |
SIGNAL
GND
DUMMY
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i875HH SATA3 FEUEEE SR ED

Serial ATA3 $£5H N o,

(SATA3_0 : 2 2 (ETFIEEN SATA ZRHERR -
ESBE 1 E W 16) & 5 BEATE 6.0 Gb/s TRHEE
(SATA3_I: = R
HSMF 1 E - W17 2 g # M2_2 5 SATA JAf)
(SATA3_2 : o l=l &S MmomEsm geEm
E2EE 1 HE 0 a9 10) SATA3_0 ©
(SATA3_3 :

FH255 1 H 0 #WPT 11) SATA3_1 SATA3 0

(SATA3_4 :

RS 1 H R 13)

(SATA3_5 :

RS 1 HE R 12)

USB 2.0 #Egt use PUR WL BB A — (kS - ok

!

(9-pin USB3_4)
GR2HEE 1H » a9k 19)

(9-pin USB5_6) ;
(GF2HEE 1 H » w9k 18)

USB 2.0 HrEH& AT SR
TR o

USB 3.1 Genl HEgt N N = =0 = B 5715 214
(19-pin USB3_5_6) n paserc JOIOp e Pe-ssxe USB 3.1 Genl HESHE TS 1E
Eﬁ = e Hw ﬁ' IntA_PA_ ss:‘x[i '"‘A,PB,SSTX; P L g( °
(FEZMH1H - fR9Es) e e AR
IntA_PA_SSTX+ GND7 B
a5 01O vy
AT E A HEST N sencEs FHEEHE AR EEE A
MIC_RET S S
(9-pin HD_AUDIO1) Tourper  FEEFEHIEMRE o
(FEZ2H%E 1 H - HWHk 26) o[ 1o
l [el[el[e] (o] [e]
| Tour2 L
J_SENSE
ouT2 R
MIC2_R
MIC2_L
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Q 1. [EENTE E R SCE BB A E R N EE N (Jack Sensing) » {EB%RR LAV L
1% HDA 7 REIEREELF o G F M R AR F M L SERAE
2. HEIEEH AC® 97 EFRIENR » FHZHELL A B SE R iR & A -
A. & Mic_IN (MIC) :##% MIC2_L °
B. /¥ Audio_R (RIN) i##% OUT2_R H/¥ Audio_L (LIN) ##££% OUT2_L °
C. 5l (GND) :# 2 £ (GND) ©
D. MIC_RET % OUT_RET {£{} HD E7REIRIEH o B FEIE AC™ 97 Bk

W L#EE -
E. H BRI AIZ 50 /8 » FEATE Realtek FEHETHR ] [FrontMic | BE#ETE 4%
HE&A] °

AR EREHED ffF = (1 4-Pin K
IR IR R o G
iHE 3-Pin BEFRKG L
HEE Pin1-3 °

TR K B e
(4-pin CHA_FAN1/WP)
(FEZHFE1H - fWik27)

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

4321

(4-pin CHA_FAN2/WP)
(FEZEE 1E > W9 20)

(4-pin CHA_FAN3/WP)
(FEZHE1H > Wit21)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND
CPU [l 25 o vorae | STEE AL 4-Pin CPU J&,
(4-pin CPU_FANT1) oo | |PALSPEEC-CONTRON o (B RV ) BEE o FIEG

EH5% 3-Pin CPU JEUR » &5
E Pin1-3 °

(GE2HFE1E - w95 2)

1.2 3 4

CPU /K B R A BRI 4-Pin A% CPU
(4-pin CPU_FAN2/WP) F-vorTace GND | |FAN_SPEED_CONTROL R REE - G

(E2HE1E WikEs)

12 3 4

3-Pin CPU K VR » FE#EE
Pin1-3°

155



156

ATX BJRFEH
(24-pin ATXPWRI1)
(GESHE1H > wWiR7)

BB —#H 24-pin
ATX BIFFEIH o 72T
20-pin ATX EJRLIER » i
JA Pin 1 fZ Pin 13 ©

ATX 12V EFHEE 8 o A E R AL —#H 8-pin ATX
(8-pin ATX12V1) oo 12V BB o #EHF
(GHEBIE 1L E WD WLUD i arx mimpeess - 256
A Pinl % Pin5 e
FEgsspEa et It coM1 HEg BRI
(9-pin COM1) PP B -

(FEZE5 1 E » w98 25)

TPM HEdt
(17-pin TPMS1)
(FHE2HE1E - "% 22)

SERIRQ #
S_PWRDWN #

GND
LAD1

PCIRST #

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

anNo

BB R (S T R
(TPM) At - AT PR 77 2268
SOHERE ERIS RE R A A
TPM A AR L AERE 22 %
(RAEWNL B RERE T 5 e
T4




RGB LED #E$f
(4-pin RGB_LED1)
(FE2HE1E - Wik 23)

(4-pin RGB_LED2)
(FHE2ZRE1H » W)

12VvG R B

RGB k&1 A 852 RGB LED
JERAR > WL A S A A
LED fRBAZCR ©

I ERRI Y AT -
RGB LED #f# > & P&+ it
A -

* BN EFEHES Y FEMEEA - 3
ZRH 33 H ©

AJEHE LED HE#t
(3-pin A_DDR LEDl)
uﬁ%ﬁﬁ /\ fﬁgf' 6

Rl

DO_ADDR
vouT

UEHEST R A L ] (0 2 0%
%% 18 LED &3 AT E 4l LED
JERAR ©

BL o g ek KV
%4t LED s > 2RISR T it
3 -

* BRFSEEPERH AR -

S 34H -

B365M Pro4
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

Grafis

¢ Bentuk dan Ukuran Micro ATX

¢ Desain Kapasitor Solid

* Mendukung Prosesor Generasi ke-8 & Generasi ke-9 Intel®
Core™ (Socket 1151)

¢ Mendukung CPU hingga 95W

¢ Desain Digi Power

¢ Desain 8 Fase Daya

¢ Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost 2.0

¢ Intel® B365

¢ Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

¢ 4x Slot DIMM DDR4

* Mendukung DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, memori tanpa
buffer

¢ Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam
mode non-ECC)

¢ Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB

¢ Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

¢ 15p Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

e 2 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE1/PCIE3:satu pada x16
(PCIE1); dua pada x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))

* Mendukung NVMe SSD sebagai disk boot

e 1 x Slot PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)

e Mendukung AMD Quad CrossFireX"™ dan CrossFireX"™

¢ 1x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul WiFi/BT tipe
2230

e Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

¢ Mendukung Intel® UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick
Sync Video dengan AVC, MVC (S3D) dan MPEG-2 Full HW
Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology,
Intel® Insider™, Intel> UHD Graphics

e DirectX 12
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Audio

LAN

1/0 Panel
Belakang

Encode/Decode HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (hanya
Decode), MPEG2, MJPEG, VC-1 (hanya Decode)

Tiga pilihan output grafis: D-Sub, DVI-D, dan HDMI
Mendukung Tiga Monitor

Mendukung HDMI 1.4 dengan resolusi maksimum hingga 4K
x 2K (4096x2160) @ 30Hz

Mendukung DVI-D dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz

Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz

Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),
xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI 1.4
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)
Mendukung HDCP 2.2 dengan port DVI-D dan HDMI 1.4
Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port
HDMI 1.4

Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek
ALC892 Audio Codec)

* Untuk mengkonfigurasi Audio HD 7.1 CH, modul audio panel

depan HD harus digunakan dan fitur audio multisaluran harus

diaktifkan melalui driver audio.

Mendukung Audio Blu-ray Premium
Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus
ELNA Audio Caps

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
Mendukung PXE

1 x Port Mouse/Keyboard PS/2

1 x Port D-Sub

1 x Port DVI-D

1 x Port HDMI

2 x Port USB 2.0

1 x USB 3.1 Genl Port Tipe C (Mendukung Perlindungan dari
ESD)

4 x Port USB 3.1 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD) 159
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Penyimpanan

Konektor

e 1x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)
e Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

¢ 6x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
17), NCQ, AHCI, dan Hot Plug*

* Jika M2_2 digunakan oleh perangkat SATA tipe M.2, maka
SATA3_0 akan dinonaktifkan.

¢ 1 x Soket Ultra M.2 (M2_1), mendukung jenis modul
2242/2260/2280 M.2 PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)**

e 1 Soket Ultra M.2 (M2_2), mendukung modul M Key tipe
2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2
PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)*

** Mendukung Intel* Optane™ Technology
** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
** Mendukung Kit ASRock U.2

¢ 1x Header Port COM

¢ 1x Header TPM

e 1x Intrusi Chassis dan Header Speaker

e 2x Header LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36W

* 1x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W

¢ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).

¢ 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepa-

tan Kipas Pintar)

* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air den-
gan daya kipas maksimum 2A (24W).

¢ 3 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepa-

tan Kipas Pintar)

* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).

* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, dan CHA_
FAN3/WP dapat mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin
sedang digunakan.

¢ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin
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¢ 1 x Konektor Daya 8 pin 12V

¢ 1 x Konektor Audio Panel Depan

¢ 2x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)

¢ 1x Header USB 3.1 Genl (Mendukung 2 port USB 3.1 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

Fitur BIOS * AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
e ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
¢ Dukungan SMBIOS 2.7
¢ Multipengatur Tegangan CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCSA, dan

VCCST
Monitor Per- ¢ Deteksi Suhu: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
angkat Keras e Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa
Air

¢ Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/
Pompa Air

¢ Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air,
Sasis/Pompa Air

¢ Deteksi CASE OPEN

¢ Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
PCH 1,0V, VCCSA dan VCCST

oS e Microsoft® Windows® 10 64-bit

Sertifikasi e FCC,CE
e Mendukung ErP/EuP (Memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan

A pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu
overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan
mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun
menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan
karena overclocking.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo: 1 1.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product

Product Name : Motherboard
Model Number : B365M Pro4
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: W

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
B365M Pro4 / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

O EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 60950-1 : 2011+ A2: 2013 0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
January 18, 2019
(Date)

P/N: 15G062142000AK V1.0
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